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Auf der Er6ffnungs-Pressekonferenz von productronica und
Semicon gaben Ajit Manocha von der SEMI und Rainer Kurtz vom
Ausstellerbeirat neueste Marktzahlen und -aussichten bekannt.

as Verhdltnis zwischen den

IC-Herstellern und der Au-

tomobilindustrie hat sich
iber die vergangenen zehn Jahre
vollstandig gewandelt«, freut sich
Ajit Manocha, CEO der SEMI (Se-
miconductor Equipment und Ma-
terials). Bestes Beispiel: Soeben ist
VW der SEMI-Initiative Smart
Transportation beigetreten und ist
damit nach Audi der zweite OEM,
der diesen Schritt getan hat. Damit
will die SEMI die gesamte Wert-
schopfungskette von der Connec-
tivity (Firmen wie Google und

Apple machen mit) {iber die EDA
(Cadence, Mentor, Synopsys), IC-
Hersteller (Bosch, NXP), Zuliefe-
rer (ZF, Continental), Institute
(Imec) bis zu den Verbanden und
Regulierern (SEMI, VDE, EU) ab-
decken.

Den Fahrzeugherstellern ist
nun endgiiltig bewusst geworden,
dass in den Halbleitern eines der
grofiten Innovationspotenziale
fiir die Autos und neue Mobilitats-
konzepte steckt; der Trend zum
autonomen Fahren diirfte das un-
terstreichen. Die fundamentalen
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Insourcing vs. outsourcing of electronic services

“The market dictates the trend”

Electronics service providers owe the solid growth of recent years
tothe trend towards OEMs increasingly outsourcing theirin-house
production and other value-added steps. Is a paradigm shift im-

minent?

his question is quite com-
Tplicated and cannot simply
be answered with a “yes”
or “no”. Following the major eco-
nomic crisis in 2009, the trend

towards outsourcing and disman-
tling OEM-owned production fa-

cilities was followed almost with-
out compromise, but today such
decisions depend on a wide range
of conditions.

Michael Velmeden, Managing
Director of cms electronics, is see-
ing a trend towards = Page 4
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Dienstag, 9 Uhr: Die productronica 6ffnet ihre Pforten. (Bild: Markt&Technik)

Zahlen sprechen ebenfalls fiir
sich: Uber 10 Prozent der weltweit
gefertigten ICs wandern heute
schon ins Auto. In den Fahrzeu-
gen der Oberklasse sitzen heute
schon 10.000 Chips. In zehn Jah-
ren sollen es nicht weniger als

Fuji‘s SMTplatform NXTR

100.000 sein. Weil IoT und KI die
Entwicklung durch praktisch alle
Branchen weiter in Richtung Elek-
tronik treiben, wird sich der Um-
satz der Halbleiterindustrie von
heute rund 460 Mrd. Dollar bis in
zehn Jahren auf 1000 Mrd. Dollar
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verdoppeln. Zum Vergleich: Der
Umsatz mit Elektroniksystemen
liegt heute bei 1500 Mrd. Dollar.
Auch die maximale Zahl der Tran-
sistoren pro Chip soll von einigen
Milliarden bis auf 1000 Milliarden
steigen. Seite 4

Zero placement errors, no machine
operators, no machine stops

At productronica 2019, Fuji Europe is presenting NXTR, the indus-
try’sfirst placement platform developed on the basis of the “Triple

Zero” concept.

be demonstrating how the

electronics value chain can be
designed more efficiently and,
among other things, solutions for
reducing effort and costs in pre-
production and maintenance pro-
cesses.

As an expert in electronic
placement machines and robotic

I n addition, the company will

solutions, the company has been
developing labor saving devices
for the Smart Factory and its
maintenance for many years. The
goals are: zero placement errors,
no machine stops and autono-
mous and unmanned work. The
SMT platform NXTR was de-
signed by FUJI according to these
requirements.

NXTR is the first SMT platform consistently developed according to

the “Triple Zero” principle. (Image: Fuji Europe)

Zero placement errors

With recently developed sensor
technology, stable and high-qual-
ity placement can be guaranteed.
The state of the machine is moni-
tored in real time and the load on
components and panels is con-
trolled at the same time.

No machine operators

For the first time, NXTR fully
automates the hitherto manual

=) Page 8
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Meinung | Opinion

Editorial

Karin Ziihlke

haben Sie schon den PCB & EMS Market-
place in Halle B3 besucht? Dort riickt die
productronica die Themen Leiterplatte und
Auftragsfertigung bzw. Elektronikdienst-
leistungen in den Mittelpunkt. Und die
Elektronikdienstleistungen stehen heute,
am 2. Messtag, besonders im Mittelpunkt:
Neben interessanten Fachvortrdgen werden
wir ndmlich um 16:00 Uhr das Geheimnis
liiften, wer es bei der Leserwahl der
Markt&Technik unter die BestEMS 2019 ge-
schafft hat.

Vor allem in Mitteleuropa ist die EMS-
Branche in den letzten Jahren sehr vielseitig
und erfolgreich geworden und hat sich von
verlangerten Werkbdnken zu einer selbst-
bewussten diversifizierten Elektronik-
dienstleistungsindustrie gemausert. Dazu
beigetragen hat sicher auch die Tatsache,
dass das noch vor zehn Jahren vorherr-
schende Credo einer bedingungslosen Low-
Cost-Country-Quote beim Outsourcing von
OEMs in aller Regel einer verntinftigen und
umsichtigen Verlagerungspolitik zugunsten
von Qualitat, Sicherheit und regionaler Na-
he gewichen ist.

Dear reader,

Have you already visited the PCB & EMS
Marketplace in Hall B3? That’s where pro-
ductronica is focusing on the topics of print-
ed circuit boards, contract manufacturing
and electronics services. Electronics ser-
vices will be particularly in focus today, on
this, the second day of the fair: in addition
to interesting specialist presentations, at
4 pm we will be revealing the secret of who
was selected by the readers of Markt&Technik
to be among the BestEMS 2019.

Especially in Central Europe, the EMS
industry has become very diverse and suc-
cessful in recent years, developing from be-
ing little more than extended workbenches
into a self-confident diversified electronics
services industry. The fact that the image
which prevailed ten years ago of EMS being
a predominantly low-cost supplier for out-
sourcing OEMs, has generally given way to
that of a sensible and prudent partner de-
livering quality, safety and closeness to cus-
tomer, has certainly also contributed to this.

But do high-tech machinery and exper-
tise in manufacturing technology alone suf-
fice to consider oneself ready for the future?

E-Mail: KZiihlke@weka-fachmedien.de

Doch reicht High-Tech im Maschinen-
park und Expertise in der Fertigungstechnik
aus, um auch fiir die Zukunft gut aufgestellt
zu sein? Oder fordert die Digitalisierung in-
zwischen ganz andere Fihigkeiten vom
Elektronikdienstleister? Das ist die grofie
Frage, die uns heute um 15:00 Uhr in unse-
rer Podiumsdiskussion ,, Wie viel Digitalisie-
rung braucht die EMS-Industrie?” auf dem
PCB&EMS Marketplace beschdftigen wird.
Mit dabei sind Vertreter von Binder Elektro-
nik, cms electronics, Melex EWS, Turck
duotec, Profectus und Zollner. Sie sind im
Auditorium tibrigens gerne eingeladen, mit-
zudiskutieren.

Wir freuen uns auf regen Gedankenaus-
tausch!

Thre
Karin Ziihlke

Or does digitalization now demand com-
pletely different skills from the electronics
service provider? This is the big question
that will occupy us today at 3 pm in our
panel discussion “How much digitization
does the EMS industry need?” at the
PCB&EMS Marketplace. Representatives
from Binder Elektronik, cms electronics,
Melex EWS, Turck duotec, Profectus and
Zollner will be present. By the way, you are
very welcome to come to the auditorium
and join-in the discussion.

We look forward to a lively exchange of
ideas!

Sincerely
Karin Ziihlke
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fiir die Umsetzung von Industrie-4.0-Lo-
sungen mangelt es in vielen Unterneh-
men, auch in der Elektronikproduktion,
an IT-Experten, die vor allem eine Fahig-
keit besitzen: digitales Denken. Diese
Digital-Kreativen tummeln sich vornehm-
lich im Startup-Bereich. Deshalb schlagt
der VDMA auf der diesjdhrigen product-
ronica erstmals eine Briicke zwischen den
Unternehmen und den Startups und bie-
tet ein neues Veranstaltungsformat: den
Hackathon.

Neben der theoretischen Auseinander-
setzung mit dem Thema Industrie 4.0
fiihrt vor allem die praktische Anwen-
dung, das Sammeln eigener Erfahrungen
und die Umsetzung von Industrie-4.0-
Prototypen dazu, dass neue Ideen gebo-
ren werden und ein umfassenderes Ver-
standnis der Moglichkeiten von Indust-
rie 4.0 entsteht. Allerdings ist dieser prak-
tische Einstieg in Industrie 4.0 oft nicht
ganz so einfach. Denn Industrie 4.0 findet
an der Schnittstelle zwischen Maschinen-
bau und IT statt und erfordert ein neues,
,digitales Denken*. Es braucht also einer-

Dear Readers,

For implementing Industry 4.0 solutions,
many companies, including in electronics
production, lack IT experts who espe-
cially possess this one ability: to think
digitally. These digital creatives can main-
ly be found in startups, which is why at
this year’s productronica, the VDMA is
building a bridge between companies and
startups and offering a new event format
called the Hackathon.

Tackling the topic of Industry 4.0 from
a theoretical perspective can be reward-
ing for gaining insight into what this new
frontier has to offer. But examining the
practical applications of Industry 4.0 as
well as gathering personal experiences
and implementing prototypes can be es-
pecially useful for generating new ideas
and developing a more comprehensive
understanding of the opportunities pre-
sented by Industry 4.0. In many cases,
however, getting started with the practical
aspects of Industry 4.0 can prove difficult.
After all, Industry 4.0 is at the interface
between mechanical engineering and IT
and requires a new type of “digital think-
ing.” In other words, both the expertise

e
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Thilo Briickner, Geschiftsfiihrer
Fachverband Electronics, Micro and Nano Technologies

seits das Know-how und die Erfahrung
des Herstellers und andererseits eine ge-
horige Portion digitale Kreativitdt, um
erste erfolgreiche Schritte in Richtung
Industrie 4.0 zu gehen.

Dem widmet sich der erste VDMA-
Hackathon auf der productronica, in dem
junge digitale Teams sich den Aufgaben
von zwei Challenge-Gebern aus den Rei-
hen der Aussteller stellen. Besuchen Sie
uns in der Halle B2 am VDMA-Stand und
der Hackathon-Fliche und kommen Sie
mit den Challenge-Gebern, Startups und
IT-Fachleuten ins Gesprach! Und wir ha-
ben noch mehr im Angebot, zum Beispiel
im Forenprogramm mit Vortragen zur or-
ganischen und gedruckten Elektronik.

Wir freuen uns auf Sie!

Thr
Thilo Briickner

and experience of the manufacturer as
well as a good dose of “digital creativity”
are required to initially take successful
steps toward Industry 4.0.

This is where the first VDMA Hack-
athon at productronica comes in: This
event offers young digital teams a chance
to work together to solve challenges from
some of the exhibitors. Visit us at the
VDMA booth and the Hackathon area in
Hall B2 where you can engage in conver-
sations with the companies presenting
the challenges and with various startups
and IT experts. But we have more to offer,
including programs with presentations on
organic and printed electronics.

We look forward to meeting you!
Best regards,

Thilo Briickner

Managing Director of the sector
association of the VDMA
(Mechanical Engineering Industry
Association) Electronics,

Micro and Nano Technologies

Marki&Technik 3



Electronics Manufacturing Services (EMS)

= continued from Page 1

“The market dictates ...”

insourcing driven by the motiva-
tion of customers to bring elec-
tronics production back into the
company in order to develop in-
house competence. According to
Velmeden, the same applies to
development. “For a time it was
thought that electronics produc-
tion had to be outsourced, be-
cause it only costs money. This
paradigm has now changed a
little. The importance of electron-
ics has increased in the percep-
tion of the customer.”

Bruno Geiger, habemus

“We notice that loT/l4o is starting to
be implemented by medium-sized
businesses, who are more concerned
about how to make their products
smarter. In the light of this, such
companies build up development
capacities, in a co-ordinated way,
because it is hardly possible for a
medium-sized company to set up any
competence in the matter of “safety
and connectivity” on its own.

Some participants at the
Markt&Technik EMS Forum, in-
cluding Arthur Ronisch, Manag-
ing Director of Turck duotec, still
see insourcing as an exception.
According to Ronisch, although
a customer has set up its own
electronics production facility,
Turck duotec’s production for
this customer can continue to
increase if the customer wants to
follow a two-pronged approach.
“That’s an exception, though.
With other customers I observe
rather the opposite. Further-
more, at the moment I am get-
ting quite a lot of takeover offers.
This means that companies ap-
proach us because they want to
outsource areas that no longer
belong to their core business.
The company says: would you
like to take over part of our pro-
duction (against payment) for
us, for a while. In this respect, I
would interpret it as meaning
that one or the other group is
considering using a service pro-
vider more often.

Johann Weber, CEO of Zollner
Elektronik, notes that in principle
the share of outsourcing is con-
tinuing to increase. “This devel-
opment is driven by awareness
about the importance of know-
how, but also because the invest-
ment required to produce elec-
tronics is rising continuously. 30
or 40 years ago it was possible to
produce SMT with 100,000 DM,
today it is in the range of several
million Euro.” But with very com-
plex products, Weber also sees
that large international customers
are bringing individual technolo-
gies back into the company. “I've
been observing this trend for
about two years. And it’s not just
about PCB assembly, it’s about
assembly as a whole.”

According to Roland Hollstein,
Managing Director of Grundig
Business Systems (GBS,) acertain
stagnation can be observed in the
awarding of contracts for manu-
facturing services. For a large cus-
tomer in the region, his company
equips 60 to 70 different electron-
ic assemblies. GBS would like to
expand the order to include as-
sembly parts, but the customer
explicitly wants to keep this part
of the added value at the location.
“The customer itself is part of a
large group of companies and
wants to underpin his raison
d’étre within the group,” explains
Hollstein.

Good reasons
for outsourcing

According to Doude Douma,
VP Business Development EMEA
at Sanmina, a clear trend towards
outsourcing is noticeable in the
automotive business. Despite, or
even because of, the sluggish au-
tomotive economy, automotive
suppliers are increasingly relying
on external production. In addi-
tion to very flexible capacities,
Douma also mentions the pro-
curement of components as a
reason for outsourcing services:
“As a large global company, we
can stock up well and were again
able to cushion last year’s gen-
eral shortage very well.

Felix Timmermann, VP EMEA
of Asteelflash, also sees the scal-
ability of capacities as a convinc-
ing argument for outsourcing: “It
is very difficult to go from one to
two shifts if I only have one line.
An EMS can do this a lot better.”

Technical innovations such as
the miniaturization of compo-
nents that are to be incorporated

4 Markt&Technik

into their own products present
companies with the challenge of
having to modernize their pro-
duction equipment at the latest
when new designs are developed:
“At that point companies find
themselves at a crossroads: Do
they want to make this invest-
ment in-house or not. This devel-
opment will affect many compa-
nies in the coming years,” says
Timmermann.

The same also applies to elec-
tronics service providers: Accord-
ing to Johann Weber, those who
want to play a leading role as an
EMS provider and convince cus-
tomers that they are at the “Lead-
ing Edge” have to act proactively:
“The pace is set by the market -
and we have to be very flexible.
For an EMS, flexibility means
implementing at an early stage
what the market, i.e. the custom-
ers, demand, and also planning
ahead, as Weber describes using
the example of cleanroom/clean-
room production: “Today, SMT is
state-of-the-art in the cleanroom,
but in the future we will have to
be able to operate an SMD line in
the cleanroom as well.”

And quite obviously, the EMS
market still has room for new
players or companies that have
expanded their range of services,
as the example “habemus”
shows: Originally a development
service provider, the small medi-
um-sized company recently add-
ed a production line to its portfo-
lio “because we want to offer
one-stop shopping,” explains
Managing Director Bruno Geiger.

Fortsetzung von Seite 1

“The customer can come to us
with a wish list, which we com-
plete and transfer into a develop-
ment project, up to the finished
product and production logistics
and delivery to the end custom-
er”. For the production of larger
quantities habemus relies on col-
leagues from the EMS business.

Competence at eye level

Geiger does not see a new
trend and certainly not a para-
digm shift: “We notice, however,
that IoT/I40 is starting to be im-
plemented by medium-sized
companies who are more con-
cerned about how they can make
their products more intelligent. In
the light of this, such companies
build up development capacities,
in a co-ordinated way, because it
is hardly possible for a medium-
sized company to set up any com-
petence in the matter of “safety
and connectivity” on its own.
But, says Geiger, these companies
absolutely want to be able to dis-
cuss with their partners on an
equal footing eye, accompany the
development process and adjust
the setup. This requires a certain
amount of in-house know-how.
After all, an entrepreneur also
wants to be able to control what
happens to his money. “That’s
the demand of mid-sized compa-
nies,” says Geiger.

Outsourcing in the course of
focussing on certain core busi-
nesses is, by the way, not limited
to customers: “Two to three years
ago, we aggressively revised our
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Dieter Miiller, BMK

“This is a normal process, and where
the competencies of a company lie is
a business decision. If the customer
believes that he needs his own
production capacities, then he just
builds them up.”

portfolio to determine which cus-
tomers do not suit us,” explains
Albrecht Faber, Managing Direc-
tor of bebro. bebro then actively
separated itself from these cus-
tomers, but proactively helped in
the search for a suitable alterna-
tive service provider.

Whether companies outsource
or insource value creation will
probably be decided even more
individually in the future. “This
is a normal process, and where
the competencies of a company
lie is a business decision. If the
customer believes that he needs
his own production capacities,
then he just builds them up. Con-
versely, we are receiving more
and more requests for services
because of a lack of personnel
and development resources,”
summarises Dieter Miiller, share-
holder of BMK. (zii)

Zeichen stehen auf Wachstum ...

Die grundsadtzlichen Zahlen
sehen also fiir die Hableiterindus-
trie blendend aus. Auch Rainer
Kurtz vom Ausstellerbeirat der
productronica und im Hauptbe-
ruf CEO der Kurtz Holding, er-
klarte anldsslich der Eroffnung
der productronica: »Fundamental
ist die Zukunft gut, die Hersteller
von Maschinen fiir die Elektro-
nikfertigung sind in der Vergan-
genheit um durchschnittlich
7 Prozent pro Jahr gewachsen,
das wird sich so fortsetzen.«

Aber eben nur im Durchschnitt.
Denn Mitte 2018 ging der Auf-
tragseingang in der Branche zu-
riick, seit Ende 2018 auch die Pro-
duktion. Zwei Drittel der befrag-
ten Mitglieder sehen aktuell eine
Verschlechterung der Auftragssi-
tuation, ein Drittel aber auch eine
Verbesserung. Das resultiere vor

allem aus der gegenwartigen poli-
tischen und technischen Verunsi-
cherung. Die technische Verunsi-
cherung betreffe vor allem die
Automobilbranche, denn im Mo-
ment wisse keiner so genau, wo
die Antriebstechnik hingehe.

productronica

Insgesamt schlagen sich die
Verunsicherungen und die Ab-
kithlung in wichtigen Markten
wie China in einem Riickgang
gegeniiber dem Vorjahr um 8 Pro-
zent nieder. Die gute Nachricht:
Auf die Personalstruktur habe das

Falk Senger, Geschéftsfiihrer Messe Miinchen,

Rainer Kurtz, Vorsitzender der Geschéftsfiihrung

der Kurtz Holding, und Ajit Manocha, CEO der SEMI,
auf der Eroffnungspressekonferenz der productronica
und der Semicon Europa. (Bild: Markt&Technik)
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Aktuell

noch keine Auswirkungen, die
Firmen bauen Personal nicht ab,
fahren aber Neueinstellungen he-
runter.

Dennoch ist es ein wichtiges
Thema, die Jugend fiir Jobs rund
um die Elektronik zu begeistern

Anzeige

und Studenten, Absolventen und
Firmen zusammenzubringen.
Dazu veranstalten der VDMA
und die Fraunhofer-Gesellschaft
zusammen mit der productronica
zum ersten Mal in diesem Jahr
beispielsweise einen Hackathon,

in dessen Rahmen die Teilnehmer
im Laufe von 48 Stunden eine
Aufgabe 16sen bzw. ein System
entwickeln miissen. Er findet im
Rahmen des Bereichs ,,Accelera-
ting Talents” in der Halle B2 statt.
Zudem konnen sich die Besucher

im Rahmen verschiedener Son-
derausstellungen wie Smart
Maintenance und 3D AOI schnell
einen Uberblick iiber diese kom-
plexen Themen verschaffen und
selber Maschinen ausprobieren.
All das hat in diesem Jahr

1544 Aussteller aus 43 Lander
angezogen. Falk Senger, Ge-
schéaftsfiihrer der Messe Miin-
chen, rechnet mit insgesamt
44.000 Besuchern, weit iiber
50 Prozent davon aus dem Aus-
land. (ha) [ |

Halle A4, Stand 140 / hall A4, booth 140
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Neuer Pavillon

Im Rahmen der Weltleitmesse fiir Entwicklung und Fertigung von Elektronik feiert
der Smart Maintenance Pavillon seine Premiere. Die Sonderschau zeigt die wach-
sende Bedeutung der Instandhaltung durch die Digitalisierung von Produktions-
prozessen. Der Smart Maintenance Pavillon bietet einen Uberblick zu aktuellen
und zukiinftigen Anwendungen, Lésungen und Produkten fiir effiziente Instand-

haltung.

aut einer Studie der acatec (Deutsche

Akademie der Technikwissenschaf-

ten) erwirtschaftet die industrielle
Instandhaltung in Deutschland jahrlich
Anlagenverfiigbarkeiten und Produktivi-
tdtswerte im Gegenwert von einer Billion
Euro.

Im Zuge der Digitalisierung und der
damit verbundenen Vernetzung von An-
lagen, Produkten und Materialien wachst
das Aufgabengebiet und die Verantwor-
tung der Instandhaltung. Die nahezu ein-
hundertprozentige Verfiigbarkeit fiir
hochgradig flexible Produktionssysteme
zdhlt in diesem Zusammenhang zu den
grofiten Herausforderungen. Wahrend
der productronica veranschaulicht unter
anderem Elunic das Thema Qualitatssi-
cherung anhand von Deep Learning, in-
dem Besucher die Maschine spielerisch
auf Schnelligkeit und Prazision der ein-
gesetzten Algorithmen testen. Einblicke
in die Online-Uberwachung von Maschi-
nen in der Smart Factory zeigt Status Pro
Maschinendiagnostik anhand von Live-
Demonstrationen.

Dariiber hinaus beteiligen sich eben-
falls die Maintenance and Facility Society
of Austria (mfa), das Forum Vision In-
standhaltung (FVI), Dankl + Partner so-
wie der Technologiepartner Messfeld am
Smart Maintenance Pavillon.

Theorie und Praxis
auf einer Plattform

Der Smart Maintenance Pavillon bietet
einen kompakten Uberblick zu aktuellen
und zukiinftigen Anwendungen, Losun-
gen und Produkten fiir effiziente Instand-
haltung. Zu den Schwerpunktthemen
zahlen unter anderem Predictive Mainte-
nance, Condition-Monitoring, Mobile
Maintenance sowie Augmented Reality.
Besucher haben die Moglichkeit, sich mit
Experten auszutauschen, konkrete In-
standhaltungsprozesse in der Praxis zu
erleben und aus Erfahrungen anderer An-
wender zu lernen.

O

Premiere fiir Startup-

Plattform

ie Anzahl der Innovationen von

neuen Playern in der Elektronik-

branche wachst von Jahr zu Jahr.
Damit Startups ihre Chancen fiir einen
Marktzutritt verbessern konnen, bringt
die Plattform , productronica Fast For-
ward“ innovative Ideen, Prototypen und
Produkte junger Unternehmen mit einem
breiten, internationalen Publikum von
Industrievertretern zusammen.

Nach den erfolgreichen Ausgaben von
»electronica Fast Forward“ in den Jahren
2016 und 2018 findet die Plattform fiir
Elektronik-Startups erstmals auch bei der
diesjdhrigen productronica statt. Die In-
novationen reichen von kontaktlosen Be-
stiickungsmaschinen bis hin zu KI ge-
stiitzter Gestensteuerung.

Rund zehn junge Unternehmen haben
ihre Bewerbungen fiir den diesjdhrigen
»productronica Fast Forward“ Award ein-
gereicht. Eingebettet in den Ausstellungs-
bereich ,, Accelerating Talents“, zeigen die
Startups am ,productronica Fast
Forward“-Stand in Halle B2 ihre Produk-
te. Zusatzlich finden auf der Talents Stage
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tdglich Pitches, Vortrdge und Workshops
der Startup-Szene statt. Anhand der Pra-
sentationen am Stand und den Pitches
vor Publikum bewertet eine unabhangige
Jury die einzelnen Unternehmen.

Umfangreiches Startpaket
fiir Award-Gewinner

Die Entscheidung, welches Startup
erstmals den ,productronica Fast For-
ward“ Award 2019 gewinnt, fallt am letz-
ten Messetag (Freitag, 15. November).
Zwischen 11 und 11:30 Uhr finden auf der
Talents Stage in Halle B2 die finalen Pit-
ches statt; der Sieger wird um 13:00 Uhr
bekannt gegeben. Der Gewinner erhalt
eine Standflache auf der productronica
2021 sowie ein Marketingpaket im Wert
von 25.000 Euro von Elektor Internatio-
nal Media. Dartiber hinaus beteiligen sich
Distrelec als Platinsponsor sowie die Aus-
steller Kurtz Ersa, Weller, Almit und Bern-
stein als Sponsoren der Fast Forward.

O

Smart Maintenance special show at productronica

New pavilion

The Smart Maintenance Pavilion will celebrate its premiere at the World’s Lead-
ing Trade Fair for Electronics Development and Production. This special show
highlights the growing importance of maintenance as digitization of production
processes increases. The Smart Maintenance Pavilion provides an overview of
current and future applications, solutions, and products for efficient mainte-

nance.

mart maintenance is necessary to

optimize production. According to a

study from acatech (German Acad-
emy of Science and Engineering), indus-
trial maintenance generates plant avail-
abilities and productivity values to the
equivalent of one trillion euros in Germa-
ny each year.

In the course of digitization and the as-
sociated networking of plants, products
and materials, the number of maintenance
tasks and responsibilities will continue to
grow. In this context, achieving almost
100% availability of highly flexible pro-
duction systems is one of the major chal-
lenges.

These companies
are presenting their solutions

During productronica, Elunic is pre-
senting its ideas for quality assurance
based on deep learning, where visitors will
be able to test the machine in a fun way
with regard to the speed and precision of
the algorithms used. With live demonstra-

productronica Fast Forward

tions, Status Pro Maschinendiagnostik will
provide insights into online monitoring of
machinery in smart factories.

In addition, the Maintenance and Facil-
ity Society of Austria (mfa), the Forum
Vision Instandhaltung (FVI), Dankl+
Partner and the technology partner Mess-
feld will also participate in the Smart
Maintenance Pavilion.

Theory and practice on one platform

The Smart Maintenance Pavilion pro-
vides a compact overview of current and
future applications, solutions, and prod-
ucts for efficient maintenance. Focal topics
include predictive maintenance, condition
monitoring, mobile maintenance and aug-
mented reality. Visitors will have an op-
portunity to talk with experts, experience
specific maintenance processes in prac-
tice, and learn from the experiences of oth-
ers.

O

Smart Maintenance Pavillon
in the Future Markets Cluster, Hall B2

Premiere for the startup

platform

he number of innovations from new
Tplayers in the electronics industry

grows from year to year. So that start-
ups can improve their chances of entering
the market, from November 12-15, “pro-
ductronica Fast Forward” will introduce
innovative ideas, prototypes, and products
from young companies to international
representatives from a wide range of indus-
tries.

After the successful “electronica fast
forward” in 2016 and 2018, the platform
for electronics startups will, for the first
time, feature at this year’s productronica.
The innovations range from contactless
pick-and-place machines to Al-supported
gesture control.

Startup area in Hall B2

About ten startups have submitted
their applications for this year’s “produc-
tronica Fast Forward” award. Integrated
within the Accelerating Talents exhibition
area, the startups will show their products
at the productronica Fast Forward booth

in Hall B2. Each day will also feature
pitches, presentations, and workshops
from the startup scene at the Fast Forward
Forum. An independent jury will assess
the individual companies on the basis of
the presentations at the booth and at the
forum.

Comprehensive start package
for award winners

The decision as to which startup will be
the first to receive the 2019 “productronica
Fast Forward” award will be made on the
final day of the fair (Friday, November 15)
between 11 a.m. and noon at the fast For-
ward Forum in Hall B2. The winner will
receive a booth at productronica 2021 and
a marketing package to the value of
€25,000 from Elektor International Media.

Distrelec participates as platinum spon-
sor and the exhibitors Kurtz Ersa, Weller,
Almit and Bernstein as sponsors at the Fast
Forward.

O

productronica Fast Forward, Hall B2
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Heute | Today

Today‘s supporting programme

Along with the exhibition and conferences productronica Forum (Hall A1)
taking place today, the productronica team

is proud to present the following smaller

Round Table:

10:30 - 11:00 Global SMT & Packaging with guests

Al - who is leading the technology and who is influencing it?

events.

PCB & EMS Speakers Corner (Hall B3)

14:00 — 14:30

Manufacturing excellence — material flow from PLM to process engineering

Nir Benson, Siemens AG

14:30 — 15:00

Industry 4.0: Improve Operational Efficiency with New Technology for Cen-
tralized Test Station and Data Management

Graham Green, National Instruments

Artifical Intelligence and

“epelo— 17000 | Machine Learning

in Production Environment

Martin Schleef,
Fraunhofer IPA

e )| Wie viel Digitalisierung

Cloud, Big Data, KI, Robotik & Co:

braucht die EMS-Industrie?

Round Table:
Markt & Technik with guests

16:00 — 17:00

LeserPreis Best EMS 2019

Markt & Technik

Hackathon@productronica

Die Echtzeit-Challenge

Der Hackathon feiert dieses Jahr Premiere
auf der productronica. Bei einem Hacka-
thon absolviert eine Gruppe ,,Hacker* ei-
nen 48-stiindigen ,,Marathon*, um an kon-
kreten Problemstellungen (Challenges) zu
arbeiten. Die interdisziplindren Teams ent-
wickeln Ansdtze, die Denkanstofie und
innovative Losungen liefern. Die Hacker
sind in diesem Fall Studenten, Absolven-
ten, Young Professionals oder Startups aus
den Bereichen Elektrotechnik, Automati-

sierung, Maschinenbau und Wirtschaftsin-
genieurwesen. Die Challenges werden von
productronica-Ausstellern eingereicht. Sie
sind also real und bieten den Teilnehmern
eine gute Moglichkeit, potenzielle Arbeit-
geber kennenzulernen.

Der Hackathon@productronica findet
vom 12. bis zum 14. November statt.

Dienstag bis Donnerstag,
Accelerating-Talents-Fldche, Halle B2

Innovation Forum (Hall B2)

Automating Automation:

LR how software will drive

the next manufacturing revolution

Brian Mathews,
Bright Machines

13.30 — 16:00

Printed Electronics Insights: Smart Living

OE-A with guests

The latest in XRF coatings

16:30 — 17:00

semiconductor packaging

analysis equipment for micro-scale

Johannes Eschenhauer,
Hitachi

Hackathon@productronica

Real-time challenge

The Hackathon will celebrate its premiere
at this year’s productronica. At a hack-
athon, a group of hackers completes a
48-hour “marathon” working on concrete
problems (challenges). The cross-disci-
plinary teams develop approaches that
provide food for thought and innovative
solutions.

The hackers in our case are students,
young professionals or startups from the
fields of electrical engineering, automa-

tion, mechanical engineering and indus-
trial engineering.

The challenges will be submitted by the
exhibitors. They are therefore real and offer
a good opportunity to get to know potential
employers.

The Hackathon@productronica will
take place on November 12 to 14.

Tuesday through Thursday,
Accelerating Talents area, Hall B2

PiNK
New!

Induction Vacuum Soldering System VADU 100-I

For highest precision in temperature control

Soldering Technology

System features
® [nductive heating
e Heat generation directly in the product

e Fast and controlable heating gradients either under atmosphere or vacuum

e Separate heating and cooling chamber

e Heating chamber divisible in separate heating zones

¢ \oid-free solder connections

e Fluxless soldering with formic acid &%og'productromca 2019
e Optionally selective cooling by pins Please visit us:

12.-15.11.19, Munich
Booth 255, Hall A4

PINK GmbH Thermosysteme - Am Kessler 6 - 97877 Wertheim - T +49 (0) 9342 919-0 - vadu@pink.de - www.pink.de
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= continued from Page 1

Zero placement errors, ...

feeder exchange process. Further-
more, Fuji has developed new cas-
sette feeders that can to accom-
modate tape reels, and a new
Smart Loader that automatically
allocates the feeders to the correct
positions on the machine when
needed. Machine operators are
also now free from feeder replace-
ment and component supply
tasks, which normally account for
the bulk of the operator’s work on
P&P machines.

No machine stops

NXTR follows the modularity
concept of Fuji’s NXT series of
machines. Heads and other units
can be exchanged without the
need for tools. Predictive mainte-
nance is made possible by self-
diagnosis, which prevents unex-
pected machine stops from im-
pacting the production schedule.

Screen printer NXTR-PM

In addition to the Smart-Facto-
ry platform NXTR, the Fuji Booth
will also feature the NXTR-PM

screen printer, equipped with a
double printing structure on a
double conveyor belt which is
capable of printing two different
products on one machine. An-
other innovation in the portfolio
is the new sFAB-Alpha platform,
which can assemble axial, radial
and jumper components at high
speed.

Scalable automatic
placement machine NXT Ill

The scalable NXT III automat-
ic placement machine is also on
show at productronica. It is the
answer to increasing miniaturiza-
tion of components resulting
from multifunctional electronic
devices such as mobile phones
and automotive applications and
the associated increase in compo-
nent density. At the same time,
assembly demands are rising due
to components with very small
connection grids, components
from package-on-package appli-
cations and those with shielding
plates. The NXT III/Illc was de-
veloped to meet precisely these

requirements, since it ensures
high compatibility with the pre-
decessor model NXT II, which
means that many existing ma-
chine features such as placement
heads, tray units and feeders of
the predecessor model NXT II can
continue to be used with the NXT
III/1llc. The system is capable of
high-volume production and a
high product mix thanks to its
new servo control for even faster
and more accurate motor control
and a more stable design of the
X/Y axes and the machine frame.
For the component spectrum
from 03015 to medium and on to
large components, the through-
put has been increased by the
new “Flying Vision System”. The
new, super-fast H24S placement
head (24 nozzles, 35,000 BT/h)
and even faster feeders also sup-
port the next 03015 generation of
components. Dependent on the
required feeder positions and cur-
rent throughput, the system can
be scaled, whereby two module
types (M3, width 325 mm,
20 feeder positions) or MX (width
50 mm, 45 feeders) are available.
The placement heads can be ex-
changed in just a few minutes
without tools and a feeder ex-

change can be made during pro-
duction without stopping the
machine.

Also on display is the Aimex
III all-in-one placement machine,
which is capable of processing
large numbers of different com-
ponent types and PCB sizes, of-
fering 130 slots for differently
taped components. It is equipped
with a selectable placement por-
tal configuration whereby both
the head types and the number of
X/Y axes can be adapted to
change the type and quantity.
The “Auto Shape Generator” fa-

Distrelec

cilitates the series launch of new
products while the multi-feeder
unit enables simultaneous ex-
change of entire setup groups.

The GPX-C solder paste print-
€I, NUMEerous autonomous main-
tenance tools and a new SMD
tower storage system will also be
presented at productronica. Fur-
thermore, Fuji has a dedicated
booth for SEMI SMT-ELS (Hall A3,
Booth 134) and is also involved
in the Fraunhofer IZM project
(Hall B2, Booth 480).(hl)

O

Fuji Europe, Hall A3, Booth 317

European Business Award

Productronica’s Platinum Spon-
sor, Distrelec, has been named
‘National Winner’ in the United
Kingdom for ‘The Customer and
Market Engagement Award with
a Turnover 150M + Euro’ catego-
ry in the 2019 European Business
Awards. The accolade is testa-
ment to the company’s commit-
ment to keeping the customer’s
needs at the core of everything
they do. Chosen by a panel of in-
dependent judges including busi-

Politische Turbulenzen sorgen fiir Abkiihlung

Handelskonflikte, Brexit, Krisen im Nahen Osten hinterlassen bei
der Marktentwicklung fiir Leiterplatten, elektronische Komponen-
ten und Baugruppenihre Spuren. Das zeigen die gestern vom ZVEI
vorgestellten Zahlen und Fakten deutlich. Nach zehn Jahren ist der
Markt in Deutschland erstmals wieder riicklaufig.

Is , Trumponomics“ be-
zeichnet Christoph Stop-
pok, Verbandsgeschafts-
fiihrer beim ZVEI-Fachverband
PCB & Electronic Systems, die
wirtschaftlichen ,,Munterma-
cher®, die derzeit die Entwick-
lung in den USA pragen. Mittels
Steuererleichterungen, Zollen
und Sanktionen hat US-Prasident
Trump versucht, seine Wirtschaft
anzukurbeln. »Beides funktio-
niert aber nicht wirklich«, sagt
Stoppok. Im Gegenteil, die Unsi-
cherheit nimmt zu, der Dollar
wird starker und das Leistungs-
bilanzdefizit steigt. »Eigentlich
wollte Trump verhindern, dass
der Dollar im Wert weiter steigt.
Aber es gibt eben nicht alles drei:
brummende Wirtschaft, Handels-
krieg und den schwachen Dol-
lar«, fasst Stoppok zusammen.
Und der Preis fiir die Bauele-
mente-Industrie ist hoch. Welt-

weit ist der Markt fiir elektroni-
sche Komponenten riickldufig; in
Dollar gerechnet ergibt sich ein
Minus von 9,3 Prozent gegeniiber
dem Vorjahr 2018.

Ein Blick nach Deutschland
und Europa zeigt Folgendes: »Der
deutsche Markt fiir elektronische
Bauelemente wird zum Jahresen-
de 2019 einen Riickgang um gut
vier Prozent aufweisen und mit
einem Umsatz von 20 Milliarden
Euro nur das Umsatzniveau von
2017 erreichen«, prognostiziert
Johann Weber, Vorsitzender des
ZVEI-Fachverbands PCB and
Electronic Systems, anldsslich der
productronica. »Die riickldufige
Entwicklung des deutschen
Markts ist im Wesentlichen auf
die Branche der Halbleiterbauele-
mente zuriickzufiihren, die vor-
aussichtlich ein Minus von knapp
8 Prozent verbuchen wirdk, er-
ganzt Weber. Die Branche nimmt
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einen Anteil von 70 Prozent des
Markts der elektronischen Bau-
elemente ein.

Fir den europdischen Markt
wird 2019 das Vorjahresniveau
und damit ein Umsatz von knapp
57 Milliarden Euro erreicht wer-
den, so die Prognose des Fachver-
bandsvorsitzenden. Der Welt-
markt werde um 9 Prozent auf
circa 592 Milliarden US-Dollar
schrumpfen, was auf die sich ab-
schwadchende Weltwirtschaft zu-
riickzufiihren sei. Diese bedinge
eine geringere Nachfrage nach
elektronischen Bauelementen.
»Allerdings miissen wir bertick-
sichtigen, dass der Weltmarkt
von 2015 bis 2018 um knapp
36 Prozent zugelegt hat und da-
mit neue Rekordumsatze erzielen
konnteg, fligt Weber hinzu.

Den starksten Riickgang wird
laut Weber Amerika mit minus
17 Prozent auf 107 Milliarden US-
Dollar verbuchen miissen, gefolgt
von China, das etwa acht Prozent
auf 217 Milliarden US-Dollar an
Umsatz verliert. Damit erzielt der
chinesische Markt fiir elektroni-
sche Bauelemente dennoch gut
ein Drittel des Weltumsatzes und

> DISTRELEC

Distribution with a difference

ness leaders, politicians and aca-
demics, Distrelec was selected as
the national winner from a list of
over 2,000 businesses. They will
now go on to represent the United
Kingdom in the final stage of the
competition in Warsaw, Poland in
December 2019. (zii)

O

Distrelec, Hall B2, Booth 472/1

Prédsentierten die Zahlen und Prognosen des ZVEI:

Johann Weber, Vorsitzender des Fachverbands PCB and Electronic Systems,
und Christoph Stoppok, Fachverbandsgeschéftsfiihrer

(Fachverband PCB and Electronic Systems) (Bild: Markt&Technik)

liegt somit in der Branche auf
dem ersten Platz der umsatz-
starksten Markte. Es folgen Japan
mit minus 6 Prozent (55 Milliar-
den US-Dollar) und Europa mit
minus 4 Prozent (64 Milliarden
US-Dollar).

Weber erklart, dass die riick-
ldufigen Mdrkte die Verunsiche-
rung der Marktakteure widerspie-
geln. Ausgelost werde diese Ver-
unsicherung etwa durch den
Handelskonflikt zwischen den
USA, China und Europa, den be-
vorstehenden Brexit, die Krisen

im Nahen Osten sowie die hohe
Staatsverschuldung einer grof3en
Anzahl von Liandern.

Die gute Nachricht: Trotz des
Riickgangs herrscht nach wie vor
ein Job-Boom in den Industrie-
landern. Zwei Drittel der OECD-
Lander weisen eine rekordhohe
Beschaftigung auf. Wer geeigne-
te Mitarbeiter gefunden hat, be-
halt sie in der Regel, und viele
Firmen stellen weiterhin ein,
auch wenn sie in diesem Jahr
einen Umsatzriickgang hinneh-
men missen. (zi)
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Testsysteme

Seica ergdnzt seine Flying-Probe-Testsysteme der Serie Pilot Next

Premiere fiir Batterietestsystem

Seica hat ein neues Produkt fiir den Batterietest fiir Elektrofahrzeuge entwickelt.
Auf der productronica 2019 feiert der Pilot BT Premiere. Er ergdnzt Seicas Pilot-
Next-Serie und stellt eine neue Generation von Flying-Probe-Testlosungen fiir die
spezifischen Testanforderungen des zunehmend hochvolumigen Batterieferti-

gungsprozesses dar.

Flying-Probe-Kdpfen ist die neue Hard-

ware-Architektur des Pilot BT in der La-
ge, parallele, sehr prazise Kelvin-Tests von
16 Zellen auf einmal durchzufiihren und
dabei Produktionsraten von fast 2400 Bat-
teriezellen pro Minute zu erreichen - was
mebhr als einer Verdoppelung der Leistung
der ersten Generation entspricht.

Neben dem Testdurchsatz sind Konfigu-
rierbarkeit und Flexibilitdt entscheidend:
Der Seica Pilot BT verfiigt iiber fliegende
Steckverbinder, die mit zwei bis 16 Kana-
len in X- oder Y-Achsenausrichtung ange-
ordnet und je nach Bedarf leicht gedandert
werden konnen, um an verschiedene Bat-
teriekonfigurationen wahrend der Produk-
tion angepasst zu werden. Batterieherstel-
ler benotigen auch die Mdglichkeit, Pro-
dukte unterschiedlicher Abmessungen zu
handhaben: Der Seica Pilot BT kann Akku-
packs bis zu 1050 mm x 865 mm und ei-
nem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm
testen.

In der Maximalkonfiguration mit vier

Konfigurierbar fiir In-Circuit-, Vor-Funktions-,
Funktions- und Kombinationstests sowie On-Board-Programmierung:
der modulare Compact RT von Seica (Bild: Seica)

Day 2 — Wednesday, November 13, 2019

Flying Prober fiir die
Roboter-Prozessautomatisierung

Ein weiterer Messeschwerpunkt fiir Sei-
ca liegt auf der Roboter-Prozessautomati-
sierung (RPA). Diese Anwendungen adres-
siert Seica unter anderem mit den Baugrup-
pen-Testsystemen der Next-Series, wie et-
wa dem Compact RT. Ein neuer Doppelad-
apter-Drehtisch sorgt fiir einen kontinuier-
lichen Testdurchsatz, und sein kompakter,
modularer Aufbau bietet maximale Vielsei-
tigkeit fiir den Einsatz in verschiedenen
automatisierten Handhabungskonzepten
(Roboter/Cobot) und Layouts. Konfigurier-
bar fiir In-Circuit-, Vor-Funktions-, Funk-
tions- und Kombinationstests sowie On-
Board-Programmierung, bietet das modu-
lare System applikationsspezifische Test-
moglichkeiten mit allen Vorteilen einer
Standardplattform.

Den Ansatz einer ,verteilten Losung*“
zeigt Seica in einer automatisierten Linie,
in der Automation-Handhabungsmodule
den Flying Prober Pilot V8 mit dem Com-
pact SL verbinden. Der vollautomatisierte
Compact SL ist konfigurierbar fiir In-Cir-
cuit-, Vor-Funktions-, Funktions- und Kom-
binationstests sowie On-Board-Program-
mierung. Der Pilot V8 ist mit bis zu 20 mo-
bilen Ressourcen ausgestattet. Die Stan-
dard-Priifstifte {ibertragen bis zu 2 A Strom.
Zudem kann das System mit hochaufldsen-
den Kameras fiir die automatische optische
Inspektion, mit Barcode- und Datamatrix-
Lesern, Lasersensoren, kapazitiven Priif-
kopfen, Pyrometern, Glasfasersensoren fiir

LEDs sowie mit Miniaturadaptern fiir
Boundary-Scan- und On-Board-Program-
mierung konfiguriert werden. Dariiber hi-
naus bietet das System unter anderem eine
HR-Option, die die Systemleistungen auf
das Antasten von extrem miniaturisierten
Baugruppen (Genauigkeit bis zu 30 pm)
erweitert, sowie eine HF-Option mit Hoch-
frequenz-Priifnadeln, die Signale bei Fre-
quenzen iiber 1,5 GHz messen konnen.
Der Pilot V8 ist in seiner vollautomatisier-
ten Version, die mit jeder Standard-Monta-
gelinie kompatibel ist, fiir die Produktion
mittlerer bis hoher Stiickzahlen ausgelegt.
Die Pilot-V8-XL-Version erweitert den Stan-
dard-Arbeitsbereich von 610 mm x 540 mm
auf 800 mm x 650 mm, um besonders gro-
e Baugruppen aufzunehmen und zu tes-
ten.

Einheitliche
Softwareplattform

Alle ausgestellten Losungen beinhalten
Seicas Softwareplattform Viva Next, die in
der Lage ist, eine intelligente Integration
mit allen Aspekten der Herstellungsprozes-
se des Kunden bereitzustellen: Datenerfas-
sung, Riickverfolgbarkeit, Interaktion mit
MES-Systemen und Reparaturvorgange.
Alle Systeme der Next-Serie verfiigen iiber
die Industrial-Monitoring-Losung von Ca-
navisia zur Ferniiberwachung von Strom-
verbrauch und Spannungsverlauf, Netz-
versorgung, Temperatur, Lichtanzeigen
und anderen Parametern, die dabei unter-
stiitzen, einen korrekten Betrieb anzuzei-
gen, Informationen fiir die vorausschauen-
de Wartung bereitzustellen und die Syste-
me im Allgemeinen mit den heutigen In-
dustrie-4.0-Standards kompatibel zu ma-
chen. (nw)

Seica, Halle A1, Stand 445

In der Maximalkonfiguration mit vier Flying-Probe-Kdpfen
fiihrt der Pilot BT parallel Kelvin-Tests von 16 Zellen auf einmal durch

und erreicht dabei Produktionsraten von fast 2400 Batteriezellen pro Minute. (Bild: Seica)
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Test & Measurement

»wEchte Ergonomie geht nur okularlos!«

Als Experte fiir die Mikroskopie setzt Vision Engineering nicht auf die klassischen Technologien son-
dern auf die so genannte okularlose Mikroskopie. Was sich dahinter verbirgt und welche teils revo-
lutiondren Moglichkeiten sich daraus ergeben, erklart Stefan Summer, Marketing Manager Central

Europe von Vision Engineering.

Markt&Technik: Vision Engi-
neering steht fiir okularlose Mi-
kroskoptechnik und Ergonomie.
Warum bieten Sie keine ,,klassi-
schen“ Mikroskope an?

Stefan Summer: Okularlose
Technik und Ergonomie hangen
untrennbar miteinander zusam-
men. Echte Ergonomie geht nur
okularlos. Diese Uberzeugung
prdgt von jeher unseren Ansatz,
dem Anwender immer die beste
Ergonomie zu bieten und das an-
genehmste Arbeiten vor dem Sys-
tem zu ermoglichen. Dieser
Grundsatz zieht sich durch unsere
gesamte Produktpalette.

Wie funktioniert die okularlose
Mikroskopie und wo liegen ihre
Vorteile?

Ein klassisches Stereozoom-
Mikroskop hat zwei Okulartuben,
in die der Anwender von oben hi-
neinschaut. Bauartbedingt bringt
dieser Aufbau eine wenig ergono-
mische Kopf- und Korperhaltung
mit sich. Auch Brillentrager tun
sich oft schwer, denn sie miissen
ihre Sehhilfe meist ablegen, um
durch das Okular blicken zu kon-
nen. Unsere okularlose Technolo-
gie - genannt Dynascope - nutzt
einen vollig anderen Ansatz: Das
Herzstiick ist eine rotierende Mul-
tilinsenscheibe. Auf der Scheibeno-

Ingun

Stefan Summer, Vision Engineering (im Gesprach mit Nicole Wérner, Markt&Technik):

»Ergonomie wird oft unterschétzt. Viele Kunden bestédtigen,
dass sie deutlich langer und produktiver arbeiten konnen
als Anwender herkémmlicher Stereo-Mikroskope.« (Bild: Markt&Technik)

berflache sind mehr als 3,5 Millio-
nen Einzellinsen, sogenannte Len-
tikel, angeordnet, die als unabhan-
gige, bilderzeugende Oberflichen
fungieren. Jede einzelne Linse hat
einen Durchmesser von wenigen
Mikrometern. Die Multilinsen-
Scheibe dreht sich mit hoher Ge-
schwindigkeit und verschmilzt so
die Millionen einzelner optischer
Strahlen zu einem aberrationsfrei-
en Bild von hochster Scharfe. Da-
durch wird eine grofie Austrittspu-
pille erreicht, sodass der Anwender
wesentlich weiter weg vom Mikro-
skopkopf sitzen und den Kopf be-
liebig bewegen kann. Das ist beim
herkémmlichen Mikroskop auf-

Test and contacting solutions

Ingun presents test and contact-
ing solutions for 5G technology,
new products from the test probes
sector, as well as innovative
marking units. For example, the
newly developed HFS-852 test
probes and probes from the HFS-
856 series offer a multitude of
possibilities for contacting in the
5G environment and thus enable
testing under the most difficult
conditions. Inguns innovations in
the area of spring-loaded test
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probes and their accessories, the
new stroke-controlled side ap-
proach mechanism from the test
adapter division and the newly
developed electrical marking unit
can also be seen at the booth. The
newly vacuum test fixture has
intuitive handling and, thanks to
an innovative ADP slide, allows
tool-free access to the probe plate.
(nw)
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grund seiner etwa 2 Millimeter gro-
f3en Austrittspupille nur erschwert
moglich. Hier sind wir dann auch
schon wieder beim Stichwort Ergo-
nomie.

Ihre neueste Entwicklung ist der
Deep Reality Viewer DRV, ein
digitales, stereoskopisches 3D-
Full-HD-Betrachtungssystem, in
dem Sie die Vorteile der opti-
schen, stereoskopischen und
digitalen Technologien kombi-
niert haben. Welche Uberlegun-
gen haben zur Entwicklung des
Systems gefiihrt?

Neben der detailreichen und
hochaufgeldsten Betrachtung der

CGS

Priiflinge hatten wir immer im
Hinterkopf, dass Anwender im
taglichen Job mit den Gerdten
komfortabel arbeiten kdnnen
miissen. Dartiber hinaus steigt na-
tiirlich auch die Forderung nach
Vernetzung und Digitalisierung.
All dieses Know-how haben wir
bereits im Haus - wir brauchten
es also nur noch zusammenzufii-
gen. Entsprechend haben wir un-
sere Expertise aus dem Bereich
der Stereomikroskopie - in Form
unserer Lynx-EVO-Serie - mit der
aus der digitalen Mikroskopie -
der EVO-Cam-Serie — kombiniert
und die Vorteile beider Systeme im
neuen Produkt vereint. Daraus ist
eine Produktserie entstanden, die
hervorragende Stereo-3D-Bilder
mit der Digitaltechnik verbindet.

Das ist ein vollig neuer Techno-
logieansatz.

Ja. Von auflen ist das Gerat
kaum als Mikroskop erkennbar,
und auch die neue Technologie
erschliefit sich erst beim Hinein-
schauen. Dann allerdings kommt
es immer zum , Wow-Effekt*.
Wenn der Anwender erst einmal
die gestochen scharfen 3D-Bilder
vor sich auf dem Spiegel ,,schwe-
ben“ sieht, ist er iiberzeugt. Dann
werden die Vorteile der neuen
Technologie in Verbindung mit ei-
nem extrem grofien Sichtfeld auf
Monitorgrofie sofort erkennbar.
Und um das Thema Ergonomie
nochmal aufzugreifen: Mit dem
neuen DRV erreichen wir hier ein

nochmals hoheres Level. Der An-
wender kann entspannt in kom-
fortabler Korperhaltung im fiir ihn
angenehmen Abstand zum Sys-
tem sitzen. Zudem wird die Hand-
Augen-Koordination erleichtert,
die fiir ein natiirliches Arbeiten
notig ist. Ein weiterer Vorteil: Das
Umgebungslicht fallt konstant in
die Augen. Das heif3t, die Pupillen
miissen sich nicht 6ffnen und
schliefen wie beim Blickwechsel
von der Laborumgebung in das
Okular. Und Brillentrager profitie-
ren davon, dass sie ihre Sehhilfen
durchgangig tragen konnen.

Wer braucht ein solches Gerat?

Jeder, der Wert auf 3D-Visuali-
sierung ohne Einschrankungen
legt und dabei nicht auf komfor-
tables, ermiidungsfreies Arbeiten
verzichten mochte.

Wie sieht Thre Produkt- bzw.
Technologie-Roadmap aus?

Wir werden die DRV-Familie
weiter ausbauen. Das erste Pro-
dukt ist der DRV-Z1. Im kommen-
den Jahr wird es eine Display-
Version geben - eine Monitor-Va-
riante, die auch externe Daten wie
etwa Rontgen, CAD- und digitale
Daten verarbeiten kann.

Das Interview fiihrte
Nicole Worner.

CGS applies electrical contact on all six sides

L
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The Munich-based CGS showcas-
es the most compact single-head
inspection system, the inline test
station ITS 115. It processes the
multiple PCB-format N5 (max.
175 mm x 175 mm) and offers up
to 1000 contact needles, randomly
placeable on upper and lower
side. In addition, electrical contact
can be applied to 90-degree plugs
on four sides with pneumatically
actuated test probes. All test
points specific to the device under
test are combined in a cassette
module that can be changed by
the operator within a minute. The
system can be built in two lanes
to halve the cycle time.

All electrical signals are pro-
vided either via VPC or Pylon in-
terface. An integrated stroke coun-
ter is available as well, as is the

possibility to integrate customer-
specific additional hardware into
the cassettes.

Thanks to its slim design, the
ITS 115 fits through virtually any
office door. Large flaps provide
direct access to all machine areas;
in addition, the test station is ver-
tically divisible, which facilitates
upgrades of the testers as well as
maintenance in the area of the test
heads.

An essential component of the
ITS is the inline-module band
IMB, equipped with ESD-compli-
ant conveyor belts. The double-
track belt can be individually ad-
justed to the width of the test ob-
ject by means of servo-electrically
displaceable guideways. (nw)
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Wafer-Test

Thermo-Chucks beschleunigen den Test

Auf eine ganz spezielle Technik
setzt die in Germering ansdssi-
ge ERS: Thermo-Chucks. Damit
lassen sich die Testkosten
deutlich senken.

ie in Germering bei Miin-

chen ansdssige ERS kann

auf mehrere Jahre signifi-
kanten Wachstums im Bereich
der Thermo-Chucks zuriickbli-
cken; allein 2016 und 2017 ist der
Umsatz mit den Thermo-Chucks
um 33 Prozent gestiegen. »Wir
bauen jetzt unsere Position als
Technologie- und Marktfiihrer
weiter aus«, freut sich Klemens
Reitinger, CTO von ERS. Derzeit
erwirtschaftet das Unternehmen
rund 80 Prozent des Umsatzes
mit den Thermo-Chucks, 20 Pro-
zent mit den Maschinen fiir das
Panel-Level-Packaging, ein eben-
falls schnell wachsender Markt.

Doch was verbirgt sich hinter
den Thermo-Chucks? Dazu ein
Blick auf die Fertigung von Chips.
Am besten ist es, die Dies noch
im Wafer-Verbund zu testen, be-
vor sie vereinzelt werden. Denn
auf Wafer-Ebene kommt alles bil-
liger, als wenn es an einzelnen
ICs durchgefiihrt werden miisste.
Der Test sollte dazu also im Wa-
fer-Prober unter realistischen Be-
dingungen durchgefiihrt werden.
Deshalb miissen die Chips auf
dem Wafer dort unter wechseln-
den Temperaturverhaltnissen ge-
priift werden.

Denn ICs, die fiir den Einsatz
in Autos vorgesehen sind, miis-
sen im Temperaturbereich von
-40 °C bis zu + 140 °C einwand-
frei arbeiten. Teilweise werden
die Chips auf Wafer-Ebene sogar
bis zu einer Temperatur von
200 °C getestet.

Deshalb bilden die Wafer-Auf-
nahmen, die sogenannten Wafer-

Anzeige

Die Thermo-Chucks vom Typ HTU Aircool AC3 stehen jetzt fiir die Aufnahme von Wafern
mit Durchmessern von 200 mm und 300 mm zur Verfiigung. Ihre Temperaturabweichung iiber die gesamte Fldche liegt unter +o,1 °C.
Die Temperaturstabilitét ist besser als +0,03 °C. (Bild: ERS)

Chucks, das Herz eines Probers.
Vor allem, wenn es darum geht,
die ICs bei wechselnden Tempe-
raturverldufen auf Herz und Nie-
ren zu priifen. Genau darauf hat
sich die in Germering bei Miin-
chen ansdssige ERS spezialisiert:
Sie entwickelt Wafer-Chucks, die
die Wafer erhitzen und abkiihlen.

Schnell durch die
Temperaturzyklen

Das ist nicht einfach. Denn der
Test soll so wenig Zeit wie mog-
lich in Anspruch nehmen, Test-
zeit ist teuer. Doch die Wafer auf
hohe Temperaturen zu fahren
und dann wieder auf 40 Grad un-
ter Null abzukiihlen - und das
vor allem sehr schnell zu tun -
erfordert eine ausgekliigelte Tech-
nik. Dazu ist tiefes Wissen auf
den Gebieten Elektronik, Ther-
modynamik sowie Mechanik er-
forderlich.

Denn es kommt darauf an, den
Chuck iiber eine elektrische Wi-
derstandsheizung so zu erwar-
men, dass dadurch die kleinen
Strome in den ICs - im Bereich
von wenigen fA - nicht gestort

innovative spirit
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werden und dadurch der Test ver-
falscht wiirde. Weil auf den ICs
sehr Kkleine Strome fliefen, muss
die Erwdarmung des Wafers auf
ausgekliigelte Weise stattfinden.
»Die Chucks fiir Wafer mit Durch-
messern von bis zu 300 mm wie-
gen zwischen 5 und 10 kg. Wir
miissen geniligend Leistung
durchschicken, um sie bis 400 °C
erwdarmen zu konnen - ohne die
winzigen Strome zu beeinflus-
sen, die wihrend des Tests durch
die Schaltkreise fliefRen«, so be-
schreibt Klemens Reitinger die
heikle Aufgabe. Genauso heikel
ist es, die Genauigkeit der Tempe-
ratur einzuhalten. Die AirCool-
Prime-Chucks kommen auf eine
beachtliche Uniformitadt: An kei-
ner Stelle auf einem 300-mm-
Wafer weicht die Temperatur um
mehr als 0,1 °C von ihrem Soll-
wert ab.

Luftkiihlung entscheidend

Das zweite heikle Problem ist
die Abkiihlung der erwarmten
Chucks. Die Besonderheit von
ERS: Die Wafer-Chucks der Air-
Cool-Familien mit Widerstands-
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heizung werden mit Luft gekiihlt.
Luft ist zwar nicht das ideale
Kiihlmittel, dafiir greift Luft den
Chuck und das Testgerat nicht an.
Die mit den Chucks von ERS aus-
gertisteten Prober erreichen des-
halb eine hohe Zuverladssigkeit
und fallen so gut wie nicht aus.

Ein interessanter Aspekt ist die
Luftaufbereitung: Die Luft, die
unter einem Druck von 6 bar
steht, wird zwei- bis dreimal ge-
nutzt. So sorgt die riickgefiihrte
Luft, die den Chuck gekiihlt hat,
in einem zweiten Durchgang da-
fiir, dass der Testraum trocken
und eisfrei bleibt. Weil die Luft im
halbgeschlossenen Kreislauf
mehrfach genutzt wird, reduzie-
ren sich die Kosten fiir das System
insgesamt.

Der AirCool Prime reduziert
die Aufheizung des Probers um
fast 100 °C - deshalb und wegen
des neuen Prime Thermo Shield
(PTS) reduziert sich die Zeit, ab
der der Prober wieder stabil bei
Normaltemperatur lduft, dras-
tisch um nicht weniger als zwei
Drittel. Zudem durchlauft der
Chuck einen Zyklus von +25 °C
hinunter auf -60 °C, hoch auf

300 °C und wieder zuriick auf
25 °Cin 98 Minuten. Friihere Sys-
teme benoétigten dazu mindes-
tens 128 Minuten.

Eine Temperatur von -10 °C
erreicht der Prime sogar ohne zu-
satzlichen Kiihler. Bis auf -40 °C
kommt der Chuck mit einem Klei-
neren Kiihler, sodass sich der
Platzbedarf auf ein Drittel redu-
ziert und die Energieaufnahme
um 50 Prozent. Auflerdem hat
ERS den Aufbau der Chucks so
verdndert, dass sich die oberste
Platte sehr einfach austauschen
lasst, weil sie liber Vakuum fixiert
wird.

Die Testzeit reduziert sich
signifikant

Ganz wichtig ist die schon an-
gesprochene Testzeit, weil sie
teuer ist. Denn wenn ein Prober
die Wafer bei einer Temperatur
von 200 °C getestet hat, kann es
durchaus sechs bis acht Stunden
dauern, bis sich das Gesamtsys-
tem wieder soweit abgekiihlt und
stabilisiert hat, dass weitere Tests
durchgefiihrt werden konnen.

»Wir schaffen das viel schnel-
ler, das ist die zweite wesentliche
Differenzierung, erklart Reitin-
ger. Denn ERS bringt die Tempe-
ratur nur dorthin, wo sie wirklich
gebraucht wird. Erstens iiber die
Platzierung der sehr spezifisch
ausgelegten Kiihl- und Heizele-
mente, zweitens durch Abschir-
mungen. Alle nicht betroffenen
Sektoren bleiben damit auf
Raumtemperatur. Reitinger:
»Deshalb bendétigen die mit unse-
ren Chucks ausgeriisteten Syste-
me nur eineinhalb bis zwei Stun-
den, dann haben sie sich stabili-
siert und der Kunde kann mit
neuen Tests starten.« (ha)

O

[ |.r...\uq (

Visit us at P’°df:gtg, 2019 in Munich [=]

T
1ot ,-.-,;,g E
November ol FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ~ ME=R4%
Hall A3.317 TR +49 (0)6107/ 68 42 - 0 D] fec_info@fuji-euro.de % www.uji-euro.de  LI3nsl




5G, Messen & Testen

5G-capable sensor technology for networked, adaptive production

What does 5G do for smart manufacturing?

In order to optimize industrial production, sensors collect innu-
merable data from machines and systems. However, the storage
and analysis of data is usually decentralized and time-shifted.
Fraunhofer researchers are now investigating how wireless com-
munication via 5G can remedy this situation.

SMART: 5G for smart manu-

facturing”, the project part-
ners are building 5G networks in
real manufacturing environments
in order to test and further de-
velop the potential of 5G for pro-
duction. The consortium around
the Fraunhofer Institute for Pro-
duction Technology IPT is testing
the interaction between 5G and
modern production systems such
as remote-controlled industrial
robotics, wireless process moni-
toring in production and mobile
robotics, throughout Europe: in
an Ericsson factory in Sweden, in
the machine tool factory of the
Fraunhofer IPT in Aachen and in
a Bosch semiconductor factory.

I n the research project "5G-

Requirements for 5G
networks in manufacturing

The project partners are con-
vinced that the new 5G mobile
radio standard is suitable for

making manufacturing processes
more flexible and adaptive than
before, improving the quality of
components, reducing costs and
thus increasing productivity. The
application partners define the
requirements for 5G networks so
that they are tailored to the needs
of the manufacturing industry to-
gether with mobile phone provid-
ers. For example, they will dis-
cuss the integration of 5G in com-
munication standards such as
time-sensitive networking (TSN)
and cloud platforms, which en-
able flexible machine control
with low latency and high reli-
ability at the same time.

5G-capable sensor
technology as a component

Together with the project part-
ners, the Fraunhofer IPT develops
5G-capable, industrially usable
sensors and radio modules and
tests them in its own machines

4K-Mikroskope mit Focus-Stacking

Inspectis bietet seine hochauflo-
senden UHD- (4K) Video-Mikro-
skope jetzt auch mit Focus-Sta-
cking-Funktion an. Damit lassen
sich nun Aufnahmen erzeugen,
die neben einer hohen Detail-
genauigkeit zusdtzlich auch noch
eine hohe Scharfentiefe aufwei-
sen.

Beim Inspizieren mit sehr gro-
fen Hohenunterschieden ist es
ohne Focus-Stacking quasi nicht
moglich, alle Bildbereiche gleich
scharf abzubilden. Man miisste
sich daher entscheiden, ob man
den Fokus eher auf die hohen Be-
reiche oder auf die tiefer liegen-
den Bereiche (z.B. kleine Bauele-
mente) einstellt.

Das Focus-Stacking-Verfahren
ermoglicht die Erstellung von Auf-
nahmen, in denen sowohl nahe
als auch weiter entfernte Bildbe-
reiche gleich scharf abgebildet
sind. Dafiir wird von der entspre-
chenden Szenerie zundchst eine
Serie von Bildern aufgenommen,
bei denen die Fokussierung je-

weils leicht verdndert wurde, so-
dass sich die einzelnen Bilder aus-
schlieflich in ihrer Scharfelage
unterscheiden. Bei der anschlie-
flenden Montage werden von der
Spezialsoftware ProX die jeweils
scharfsten Bereiche der Bilder zu-
sammengefiigt. Davor muss noch
eine Bildtransformation zur best-
méglichen Uberlagerung der Bil-
der durchgefiihrt werden. All die-
se Verrechnungsschritte erfolgen
automatisch im Hintergrund, so-
dass jeder Anwender diese Funk-
tion auch ohne Vorkenntnisse
nutzen kann. Mit der ProX-Soft-
ware konnen Bilderserien aus 6
bis 22 Einzelbildern unterschiedli-
cher Fokussierung erstellt und zu
einem gleichmafig scharfen Bild
zusammengefiigt werden.

Neben einem automatischen
Modus, der die Kamera steuert
und die Fokussierungsschritte
selbst festlegt, steht dem Anwen-
der auch ein manueller Modus
zur Verfiigung. Dieser kann fir
grofiere Objekte mit geringer Ver-

12 Markt&Technik
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Along with international partners, the Fraunhofer IPT connects industrial production wirelessly with 5G in order to test
the potential for industrial production (Image: Fraunhofer IPT)

and plants on the basis of concrete
production tasks. This should
make it possible to record process
data with latencies of a few milli-
seconds, evaluate it in real time
and thus optimize process moni-
toring of the entire industrial pro-
cess chain. This allows process
deviations and machine states to
be recorded in good time and con-
trol commands sent to the ma-
chine can be used to react within

short time to ensure that the com-
ponents are manufactured in the
required quality and production
times. The Fraunhofer IPT uses its
existing 5G test environment in
Aachen, which was installed last
year in the machine hall of the in-
stitute by Swedish mobile phone
provider Ericsson.

Integrated sensors, wirelessly
connected to cloud-based analysis
tools via 5G radio connections, can

help manufacturing companies of
any size and industry to acquire
process-relevant data and process
it into information in the future.
The partners will also investigate
during their research project which
concrete business models 5G of-
fers for manufacturing companies,
suppliers and mobile network op-
erators. (nw)
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Der Bildvergleich zeigt die Unterschiede auf: links ohne Focus-Stacking, rechts mit (Bild: Inspectis/ATEcare)

grofierung die bessere Wahl sein.
Auflerdem gibt es einen erweiter-
ten Modus, mit dem man Details
bearbeiten und verschiedene Ar-
ten von Bildrauschen herausfil-
tern kann.

Eine weitere niitzliche Funkti-
on, die man mit Bestellung der
ProX-Software erhdlt, ist die Bild-
vergleichsfunktion. Damit kann
der Anwender zwischen einem
Live-Bild und einem gespeicher-
ten Referenzbild hin- und her-
schalten. Fiir die Ausfithrung der
Uberblendung stehen verschiede-
ne Einstellmoglichkeiten zur Aus-

wabhl. So ist neben einem manu-
ellen Bildwechsel auch ein selbst-
standig ablaufender Bildwechsel-
modus mit einer frei wahlbaren
Intervallgeschwindigkeit verfiig-
bar. Der Ubergang zwischen den
Bildern kann je nach Wunsch des
Anwenders sowohl hart als auch
weich (z.B. mittels allmdhlich ver-
dnderlicher Transparenz) erfol-
gen. Auf diese Weise fallen Fehler
wie falsch platzierte oder fehlen-
de Bauteile schnell ins Auge.
Inspectis bietet fiir seine Syste-
me zahlreiche Zubehorartikel an
wie etwa Beleuchtungen, Polari-

sationsfilter, Stative, Bedienpa-
nels, Zusatzlinsen und Mikros-
kop-Tische. Praxisgerecht zeigt
sich auch die Variante mit erwei-
tertem Arbeitsabstand zwischen
Kamera und Objekt (500 oder
1000 mm). Damit erhilt der An-
wender einen freien und iiber-
sichtlichen Arbeitsbereich fiir die
Nachbearbeitung bzw. Reparatur
von Leiterplatten und kann diese
gleichzeitig auf dem Monitor se-
hen. (nw)
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Messen & Testen

»Die Herausforderung liegt in der Interpretierbarkeit«

Kiinstliche Intelligenz, Machine-Learning, Deep Learning und neu-
ronale Netze gewinnen fiir die Inspektionsbranche zunehmend an
Bedeutung. Sie spielen vor allem in der Mustererkennung ihre
Starken aus und verdrdangen dabei zunehmend die klassischen
Bild- und Signalverarbeitungsverfahren, wie Dr. Thomas Wenzel,
Geschaftsfiihrer von Yxlon, verdeutlicht.

Markt&Technik: Herr Dr. Wen-
zel, was verstehen Sie person-
lich im Umfeld der Baugruppen-
inspektion unter Deep Learning,
Machine-Learning und Kkiinstli-
cher Intelligenz? Und wo liegen
aus Threr Sicht die wichtigsten
Unterschiede?

Dr. Thomas Wenzel: Kiinstliche
Intelligenz (KI) ist ein Oberbe-
griff fiir alle Systeme, die in der
Lage sind, menschliches Lern-
verhalten nachzuahmen. Ma-
chine-Learning (ML) bezeichnet
einen Unterbereich der KI und
beschreibt mathematische Vor-
gehensweisen, die einer Maschi-
ne erlauben, moglichst selbst-
standig Wissen aus Daten und
Informationen zu generieren.
Deep Learning (DL) wiederum
ist eine Klasse von ML-Verfah-
ren, die auf neuronalen Netzen
basieren. Diese sind inspiriert
von der Funktionsweise des
menschlichen Gehirns, in dem
Neuronen Wissen in Form von
Verbindungen erlernen und ab-
speichern. Dies erfolgt bei neu-
ronalen Netzen mit sehr grofien
Datenmengen, die benétigt wer-
den, um die Wissensbasis aufzu-
bauen. Ein Unterscheidungs-
merkmal zu benennen ist daher
nicht moglich. Vielmehr ist das
eine die Spezialisierung des an-
deren.

Kiinstliche Intelligenz spielt
in allen technischen Anwen-
dungsbereichen eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Insbeson-
dere das Machine-Learning un-
ter Einsatz des Deep Learnings
mit neuronalen Netzen ist in al-
len Anwendungen der Musterer-
kennung auf dem Vormarsch. Sie
verdrangen dabei zunehmend
die klassischen Bild- und Signal-
verarbeitungsverfahren, die auf
deterministischen Operationen
wie z.B. linearen und nichtline-
aren Faltungen aufgebaut sind.
Insbesondere wenn die Aufgabe
darin besteht, Abweichungen zu
identifizieren, die a priori nicht
als Abweichung vorgegeben wa-
ren, spielen die ML-Verfahren
ihre Starken aus. Was als Muster
auftritt und per se keine Abwei-
chung darstellt, geht in den klas-
sischen Ansdtzen meist unbe-
achtet verloren.

Welche Moglichkeiten eroffnen
diese Technologien in der Bau-
gruppeninspektion?

Wir sehen zwei wesentliche An-
wendungen fiir Verfahren der KI
in der Baugruppeninspektion,
aber dariiber hinaus auch in an-
deren Inspektionsbereichen wie
etwa der Gussteile-Inspektion.
Zum einen ist hier die automati-
sche Defekterkennung zu nennen
- im Bereich der rontgenbasierten
Baugruppeninspektion mit AXI,
Automated X-ray-Inspection, be-
zeichnet. Zunehmend einfachere
Lernverfahren ermoglichen ein
schnelles Training und eine
schnelle Anpassung an sich ver-
dndernde Aufgaben und schaffen
immer robustere Losungen. Der
andere Anwendungsbereich ad-
ressiert nicht die Inspektion einer
einzelnen Leiterplatte, sondern
findet eine Ebene hoher statt,
ndmlich auf der Prozessebene.
Hier geht es darum, Veranderun-
gen im Prozess zu identifizieren:
Was dndert sich von Baugruppe
zu Baugruppe? Welche Muster
sind in diesen Veranderungen zu
erkennen? Diese Fragestellungen
sind ideal fiir Deep-Learning-Ver-
fahren geschaffen. Veranderun-
gen im Prozess, insbesondere
Trends, die eine Verschlechterung
der Qualitat andeuten, konnen
damit zu einem friihen Zeitpunkt
erkannt werden. Ein proaktives
Gegensteuern, bevor kritische Ab-
weichungen oder sogar Aus-
schuss entsteht, wird maglich.
Ein Inspektionssystem geht damit
in eine Veranderung hinein und
wird zum smarten Sensor, der
wichtige Informationen fiir die
optimale Prozesssteuerung liefert.

Wo werden Deep bzw. Machine-
Learning und KI bereits einge-
setzt?

Wir sehen KI - und dabei insbe-
sondere DL - bereits im Bereich
der automatischen Defekterken-
nung in allen Inspektionsaufga-
ben. Weil die Anforderungen an
die Priifung einer stindigen An-
derung unterworfen sind und die
Anzahl an Priifaufgaben jeden
Tag enorm wadchst, sind die DL-
Verfahren durch ihre relativ einfa-
che Anpassbarkeit im Vorteil ge-
geniiber den klassischen Bildver-

Dr. Thomas Wenzel, Yxlon

»Wir sehen KI — und dabei
insbesondere Deep Learning —
bereits im Bereich der automatischen
Defekterkennung in allen
Inspektionsaufgaben.«

(Bild: Yxlon)

arbeitungsmethoden. Die Berei-
che, mit denen auch jeder Ver-
braucher immer konfrontiert
wird, sind die Sprach- und Ge-
sichtserkennung, die ein grofer
Teil der Mobilfunkbenutzer tag-
lich verwendet. Mit dem Ergebnis
einer Verhaltensanalyse miissen
wir uns als Internetnutzer tdglich
auseinandersetzen, wenn wir ei-
ne Reihe von ,.idealen” Produkten
prasentiert bekommen. All das
basiert auf dem Einsatz von KI.

Wo liegen die Herausforderun-
gen, wo die Grenzen?

Die wesentliche Herausforderung
liegt aus unserer Sicht in der In-
terpretierbarkeit eines Ergebnis-
ses eines KI-Systems. So sind z.B.
die exakten Ursachen einer Ent-
scheidungsfindung durch ein
neuronales Netz in einer Bau-
gruppeninspektion nicht immer
nachzuvollziehen. Ein neuronales
Netz ist in der Regel eine Black-
Box, die sich nicht gern in die
Karten schauen lasst. Eine Fehl-
entscheidung ldsst sich oft nur
durch ein verbessertes Training
korrigieren. Eine tiefgehende
Analyse, wie sie bei klassischen
Klassifikationsverfahren moglich
ist, scheint derzeit nicht in Reich-
weite. Die Grenze eines Verfah-
rens der kiinstlichen Intelligenz
liegt in den Lerndaten: Informati-
onen, die in diesen Daten nicht
enthalten sind, konnen in der An-
wendung des Verfahrens nicht
sicher erkannt bzw. erzeugt wer-
den.

Welche Risiken birgt die Ent-
wicklung hin zu KI?

Aktuell erfahren die Verfahren der
KI einen groflen Vertrauensvor-
sprung. Die Leistungsfdhigkeit

von z.B. Deep Neural Nets (DNN)
ist beeindruckend. Gleichzeitig
steigen jedoch auch die Beden-
ken. Sie reichen von einer weitrei-
chenden Automatisierung von
Entwicklung sowie Produktion
und dem damit einhergehenden
Jobverlust tiber eine mogliche
vollstindige Uberwachung durch
Gesichts- und Stimmerkennung
bis hin zu einer automatisierten
Entscheidungsfindung in militari-
schen Anwendungen. Am Ende
geht es um eine ethische Frage:
Welche Entscheidungen wollen
wir als Gesellschaft der kiinstli-
chen Intelligenz {iberlassen?
Technisch scheinen derzeit keine
Grenzen gesetzt zu sein.

Welchen Stellenwert haben DL,
ML und KI auf Ihrer Technolo-
gie-Roadmap?

Als Unternehmen, das seit vielen
Jahren eine Vorreiterrolle bei au-
tomatischen Bildverarbeitungs-
systemen im Rontgenbereich
spielt, haben wir dem Thema ML
einen festen Platz auf der Road-
map eingeraumt. Wir werden bei-
de der oben beschriebenen Wege
mit ML beschreiten, d.h. sowohl
in der automatischen Defekter-
kennung als auch in der Bewer-
tung des Produktionsprozesses.
Wir werden mithilfe von ML wert-
volle Informationen fiir die Pro-
zessoptimierung liefern.

Wo liegt die Zukunft dieser
Technologien — auch speziell in
der Baugruppeninspektion?

Die kiinstliche Intelligenz wird
weiter unser Leben durchdringen.
Ob in unserem Smart Home, im
Arbeitsleben oder auf Reisen. Die
Zahl der Anwendungsfelder ist
nicht limitiert, und taglich gibt es
neue Ideen, wie die KI Dinge ein-
facher und schneller macht. Wo
das haltmachen soll, wird nicht
durch die Technologie, sondern
die Gesellschaft bestimmt.

In der Welt der Inspektion ste-
cken wir in Bezug auf KI noch in
den Kinderschuhen. Der Einsatz
auf einzelnen Systemen wird die
Inspektion robuster und anpass-
barer an neue Aufgabenstellun-
gen machen. Die vollstandige
Vernetzung aller Systeme und
damit der relevanten Sensoren
wird einen selbstregelnden Pro-
zess ermoglichen, der nahezu
fehlerfrei operiert.

Die Fragen stellte
Nicole Worner.

O
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Produktionsausriistung

Kolbenlotmodul fiir den Sensitive Wire Feeder

Mit dem Sensitive Wire Feeder
(SWF) hat Eutect einen intelligen-
ten Drahtvorschub entwickelt.
Dieser kann in Verbindung mit
einem Laser-, Kolben- oder Induk-
tionssystem zum Loten von Bau-
gruppen eingesetzt werden. Nun
stellt der schwabische Lotspezia-
list ein neues Kolbenlotmodul in
Kombination mit dem SWF vor.
»Basierend auf einer Kundenanfra-
ge haben wir den Kolbenlotpro-
zess grundlegend liberdacht, er-
klart Matthias Fehrenbach, Ge-
schaftsfiihrer von Eutect. Dem-
nach wiinschte sich der Kunde,
den Prozess des Kolbenlttens un-
ter Stickstoff durchzufiihren, in-
Klusive eines vollautomatischen
Lotspitzenwechsels. Zusammen

mit JBC hat Eutect daraufhin ein
vollautomatisiertes SWF-Kolben-
16tmodul entwickelt.

In Kombination mit dem Sensi-
tive Wire Feeder ist das Kolbenl6t-
modul laut Unternehmensangabe
das weltweit einzige kraft-, draht-
mengen- und geschwindigkeitsge-
regelte Kolbenlotsystem mit voll-
standiger Nachverfolgbarkeit. Des
Weiteren ist das neue Modul mit
einem vollautomatischen Lotspit-
zenwechsel und einer integrierten
Stickstoffbegasung ausgestattet.
Sensoren signalisieren dem Bedie-
ner, wann sich der Draht im Vor-
schub dem Ende neigt. Dabei hat
das System nach dem Signal wei-
tere 40 mm Lotdraht in Reserve,
um die laufende Létung sowie den

Prozess abschliefen zu konnen.
Dariiber hinaus ldsst sich das
SWF-Kolbenl6tmodul mit einer
Absaugung ausriisten. Diese wird
in Abhangigkeit von der Gesamt-
automatisierung, dem zu l6tenden
Produkt und dem Prozessablauf
integriert und minimiert Verunrei-
nigungen in der Anlage und in den
verbauten Komponenten. Ge-
schwindigkeiten und Warte- und
Verweilzeiten sind im Sensitive
Wire Feeder und in der motori-
schen und gefederten Kolbenzu-
stellung frei einstellbar. Auch der
Lotkolben selbst ldsst sich an die
Produktionsbedingungen und Vor-
gaben anpassen. (za)

O

»Der richtige Schritt in Richtung
vollautomatischer Produktionslinien«

Mit SEMI SMT-ELS (Equipment
Link Standards) hat die Stan-
dardisierungsorganisation SE-
MI ein Softwarepaket entwi-
ckelt, das SMT-Maschinen mit-
einander vernetzt.

chon seit mehreren Jahren
unterstiitzen die von SEMI
entwickelten Standards als
global giiltige Normen Ferti-
gungslinien flir Halbleiter und
dhnliche Produkte. Auf Anregung
der Lieferanten von SMT-Bestii-
ckungslinien hat der Verband
nun eine Standard-Suite fiir SMT-
Bestiickungslinien entwickelt.
Als Basisprotokoll nutzt SEMI
SMT-ELS die erweiterte M2M-
Mehrzweckschnittstelle SEMI
A1/A1.1. Speziell fiir den Betrieb
von SMT-Bestiickungslinien wur-
de dabei SEMI A2 SMASH (Sur-
face Mount Assembler Smart
Hookup) entwickelt.

Die Vorteile
von SEMI SMT-ELS

SEMI SMT-ELS soll mehr Kon-
nektivitat und bessere Steuerungs-
moglichkeiten fiir SMT-Bestii-
ckungslinien bieten, etwa fiir Host-
Maschinen-Kommunikation mit
M2M-Netzwerkeinstellung oder
Produktionsweg-Einstellung und
Inter-Maschinen-Kommunikation.

Die direkte Kommunikation
zwischen Maschinen mit Funkti-
onen fiir sofortigen Produktwech-
sel und eine Moduseinstellung

flir die Leiterplattendaten-Nut-
zung unterstitzt.

Von der Spezifikation
zur Praxis

Innerhalb von JARA (Jilich
Aachen Research Alliance) unter-
stiitzen bereits einige SMT-Liefe-
ranten den Standard, darunter et-
wa Yamaha, Panasonic, Fuji und
Juki.

»Der Leistungsumfang des
Standards liegt deutlich iiber den
Grenzen anderer Standards und
ist nicht auf den Bereich der Lei-
terplattenfertigung beschrankte,
so Sascha Frieling, Manager Cus-
tomer Process Support von Fuji

Inter-Equipment
= Communication

L NN . .

Europe. »Aufierdem ist die ganze
Struktur auf die Weiterentwick-
lung und Erweiterung ausgelegt.«

Die Zukunft von SEMI SMT-
ELS sieht er positiv: »Uber viele
Jahre wurden im Bereich der
M2M-Kommunikation viele gut
funktionierende, einzelne Ent-
wicklungen im Schnittstellenbe-
reich betrieben. Dies hatte den
groflen Nachteil, dass ohne ge-
naue Priifung und gegebenenfalls
Entwicklung keine Anbindung
von Fremdanlagen stattfinden
konnte. Weil mithilfe der Standar-
disierung der Schnittstelle diese
Unzuladnglichkeit nun nach und
nach eliminiert wird, werden wir
in Zukunft eine Anbindung ohne

B Panel Data

Il Host-Equipment Communication

Equipment setting
Route setting

Immediate Product change, etc.

BN W S

i, i B

EEEE

= Panel and Panel Data Transfer

On Demand Product Change, Inspection Data Transfer, etc. o

Industry Network free Protocol
Use of SMEMA Generation Equipment

with Virtual SMASH Controller
PLC Conformance

SEMI hat die SEMI SMT-ELS (Equipment Link Standards) entwickelt, eine Standard-Suite
fiir SMT-Bestiickungslinien. Sie ersetzt SMEMA und soll erweiterte Moglichkeiten
der Dateniibertragung bieten, um Bestiickungslinien intelligenter zu machen. (Bild: SEMI)
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LPKF bietet das High-End-Laser-
system StencilLaser G6080 in
zwel neuen Varianten an: Micro-
Cut sorgt fiir Mikroschnitte; so
ermoglicht das System erstmals
kleinste Aperturen von beispiels-
weise 18 pm bzw. 10 pm (Laser-
eintritts- bzw. Laseraustrittsseite)
in einer 30-pm-SMT-Schablonen-

grofe Stolpersteine zu geringen
Kosten gewdhrleisten konnen.«
Mithilfe der SEMI-Schnittstelle
will Fuji ein Dark-Factory-Szena-
rio ermoglichen: »Unser Unter-
nehmen richtet sich mit der
Smart-Factory-Plattform voll in
Richtung Automation und nutzt
hier die Informationen der SEMI-
Schnittstelle, um eine Produktion
ohne menschliche Eingriffe zu
ermoglichen.«

Auch Yamaha unterstiitzt den
Einsatz von SEMI SMT-ELS: »Die
Elektronikbranche verandert sich
rasant aufgrund der Industrie-
4.0-Initiativen. Europa macht
hier den Vorreiter. Fiir die weite-
re Automatisierung von Elektro-
nik-Produktionslinien und die
Steigerung der Fabrikleistung ist
eine moderne Maschinenkom-
munikation Grundvorausset-
zungg, so Ichiro Arimoto, Gene-
ral Manager von Yamaha SMT.
Das Unternehmen bietet ein Ge-
samtlinienkonzept an, das laut
eigenen Angaben fast alle Ma-
schinen der Linie abdeckt.
»Durch die interne M2M-Kom-
munikation wird die Produkti-
onslinie im Detail optimiert, um
die hochste Effizienz auf dem
Markt zu erreichen. Weitere Effi-
zienzsteigerungen konnen wir
nur durch eine fortgeschrittene,
effiziente Kommunikation mit
den fremden Systemen der Linie
erreichen. Hierfiir sehen wir mit
SEMI SMT-ELS den richtigen
Schritt in Richtung vollautomati-
scher Produktionslinien.«

Schablonen prazise schneiden

....

tafel. Fiir eine effiziente Produkti-
on sorgen bis zu 33.000 Apertu-
ren zwischen 10 und 125 pm pro
Stunde. Fiir die Bearbeitung star-
ker Edelstahlbleche kommt das
neue System PowerCut 6080 zum
Einsatz. za)

O

Der Experte erwartet, dass die
Norm der Elektronikbranche
hilft, den nadchsten Schritt zu ge-
hen, um intelligente Fabriken
und zukiinftig eine vollstandige
Automatisierung zu realisieren.
»Im Rahmen der Yamaha Total
Line Solution entwickeln wir be-
reits Funktionen zur Automati-
sierung von Prozessen. Mit der
Anwendung dieses Standards
gehen wir iiber den Bereich der
Yamaha-Maschinen hinaus, um
durch intelligente Kommunikati-
on mit den Anlagen fremder Her-
steller die weitere Optimierung
der kompletten Produktionslinie
voranzubringen.«

Initiativen

Die verdffentlichten Standards
sind iiber SEMIViews verfligbar,
eine Lizenz fiir den Zugriff auf
Dokumente zum Standard. Um
auf die noch nicht veroffentlichen
Versionen zugreifen zu konnen,
ist eine Teilnahme in einer der
Initiativen notwendig. Das Komi-
tee ,,SEMI Standards Automation
Technology (AT)“ ist dafiir ver-
antwortlich, die Standards zu
entwickeln und zu verbessern,
wobei dem Komitee Arbeitsgrup-
pen untergeordnet sind. Die Initi-
ative steht Interessenten nach
einer kostenfreien Registrierung
als Mitglied des Programms of-
fen. (za)

O



Obsolescence Management

Obsolescence management

Spurred on by the shock of 2018

In 2018, obsolescence management experienced an upswing. This was due to the shortage of com-
ponents and the discontinuation of entire series which meant that the topic came into focus at many
companies for the first time. How the situation looks today was discussed by the panel of experts at
the “Obsolescence Management” forum.

can do nothing to prevent ob-

solescence. But the big ques-

tion is: how do I deal with it?”
Axel Wagner, Head of Depart-
ment Compliance at Wiirth Elek-
tronik eiSos, sums up the prob-
lem. Obsolescence is a constant
concern throughout the industry,
but it has become even more
volatile over the past two years.
One of the biggest challenges was
the shortage of components, es-
pecially multilayer ceramic ca-
pacitors (MLCCs), which led to
problems in the industry but at
the same time woke it up in many
places: “The shock year 2018
brought obsolescence manage-
ment back into focus,” says Anke
Bartel, Regional Product Manager
EMEA of Velocity Electronics.

Dr. Wolfgang Heinbach

“The automotive industry must deal
with this issue in a very targeted
manner and much more energetically
than before, and | am curious to see
how quickly this will happen.*

Jens Arnold, beflex

“We are overwhelmed by the huge
number of product change and
discontinuation notifications.
We’re hit by an abundance of data
that are simply unpredictable.”

For example, Michael Geirhos,
Head of Material Group Procure-
ment at BMK, has already ob-
served a rethink in the automo-
tive market, which had previ-
ously lacked any awareness of
obsolescence. “ EMS providers
are now much more involved in
the selection of components -
and automobile manufacturers in
particular are now listening more
closely and asking for advice”. Dr.
Wolfgang Heinbach, Managing
Director of GMP German Ma-
chine Parts and D+ D + M, com-
ments: “The automotive industry
has to deal with this topic in a
very targeted manner and much
more energetically than before,
and I am curious to see how
quickly this can be done”.

Dieter Paatsch, Festo

“If we miss a single PCN it can
cause damage running into millions.
Investing in digital PCN
communication drastically

reduces the workload. With caution,
we have calculated a savings
potential of around 40,000 euros
per year, for example.”

Michael Geirhos, BMK Electronics

“The EMS providers are now now
much more involved in the selection
of components - and in particular au-
tomobile manufacturers are now lis-
tening much more closely and asking
for advice.”

Increasing interest from cus-
tomers in obsolescence data,
even during the design phase, is
confirmed by Jens Arnold, Man-
aging Director of beflex. “Almost
every week we receive inquiries
from customers.” This creates
further problems: “The effort is
enormous, the huge number of
product change and discontinu-
ation notifications is over-
whelming us. We are hit by such
an abundance of data that are
simply unpredictable. And that’s
actually what gives us the most
headaches. You can react proac-
tively to anything else.”

No end in sight

Anke Bartel, Velocity

“The shock year 2018 brought
obsolescence management back
into focus.”

results in just a single entry, but
there can be large quantities of
components hidden behind it.

The lone wolf is passé

Dr. Jorg Berkemeyer of IHS
Markit predicts that the number
of product change notifications
(PCNs) will remain high, based
on current figures from the com-
pany’s database. In Q4,/2018, for
example, about 225,000 PCNs
and end-of-life documents were
issued. By comparison, accord-
ing to Berkemeyer, in Q4/2017
there were about 215,000 PCNs,
and only 180,000 in 2014. “We
don’t see that less work is on the
way nor that the volume is re-
ducing,” says Berkemeyer.

In general, the discussion
participants share the view that
the numbers of PCNs and PDNs
issued will remain consistently
high. At BMK, for example, the
number of product discontinu-
ance notifications (PDNs) re-
mained at a high level, although
the nature of the changes has
altered,” notes Michael Geirhos.
“Major component changes
have increased by 10 percent.
Whereas last year we saw pro-
duction relocations or packag-
ing changes, now we are seeing
more and more discontinua-
tions or things that have a func-
tional effect on the compo-
nents.”

Heinbach recorded 1700 dis-
continuation notices (PDNs) in
its database in 2018, compared
to just 109 in 2002. “In total we
will see about 9500 PCNs and
PDNs this year”. The total num-
ber of components is the inter-
esting thing. If manufacturers
cancel an entire series, it often

In his opinion, the industry
needs to establish standards and
implement them internationally
in order to take back controll of
this situation. “The Lonely Wolf
mentality is no longer appropri-
ate. We must work to establish
standards together, introduce
these standards, and fill them
with life. And only then will we
be a counterweight to industry
and have the chance to deal with
this subject strategically and con-
ceptually. 'm convinced of that.
And that is also what we in the
COGD, as well as in the IIOM,
ultimately intend.”

As part of the Component Ob-
solescence Group Germany
(COGD) association’s work, the
XML-based machine-readable
smartPCN communication for-
mat, for example, is to be further
promoted. As the German Chap-
ter of the International Institute
of Obsolescence Management
(IIOM), the members of the as-
sociation strive to achieve inter-
national standardization for
smartPCN. Dieter Paatsch, Elec-
tronic Components Manager at
Festo, confirms that for his com-
pany this could greatly reduce the
manual effort involved in han-
dling PCNs: “If we miss a single
PCN it can cause damage running
into millions. Investing in digital
PCN communication would dras-
tically reduce the workload. With
caution, we have calculated a
savings potential of around
40,000 euros per year, for exam-
ple.”

Axel Wagner, Wiirth Elektronik eiSos

“I can do nothing to prevent
obsolescence. But the big question is,
how do I deal with it?”

Rutronik also started imple-
menting smartPCN data last year
and making it available to cus-
tomers. “We are ready,” says An-
dreas Glaser, Head of Technical
Quality Management at Rutronik.
“In the digital age it is neither ex-
pedient nor economical to pro-
cess data manually. As a next
step, we will therefore require our
suppliers to supply us with data
digitally.” Currently, machining is
still only partially automated. “It
would be ideal if the manufactur-
ers could provide us with the
data in smartPCN.” (za)
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Robotik
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Was Greifer fur kollaborative Leichtbauroboter konnen miissen

Sicherheit und Flexibilitat sind entscheidend

Greifer fiir kollaborative Leicht-
bauroboter miissen hohe An-
forderungen erfiillen. Nur wel-
che? Experten zweier Hersteller
nehmen Stellung.

Markt&Technik: Wie miissen
Greifer aufgebaut sein und wel-
che Anforderungen miissen sie
erfiillen, um fiir die kollaborati-
ve Industrierobotik geeignet zu
sein?

Standard-Greifer

Greifsystem

Gesamisystem

15066:2017-04 sind speziell die
fiir Roboter im Kollaborationsbe-
trieb und Robotikgerdte wichti-
gen Einsatzanforderungen festge-
legt. Sie enthalt unter anderem
detaillierte Angaben {iiber einzu-
haltende Schmerzschwellen fiir
die jeweiligen Korperregionen.
Daraus leitet sich bei Greifern fiir
kollaborative Anwendungen das
Limit von 140 N Greifkraft pro
Finger ab, bis zu dem ein Greifer
als sicher eingestuft wird - vor-

MRK-Greifer

+ Kraftbegrenzung

+ Kollisionsschutz

Betrachtung Werkstiick
)

Betrachtung

re Anforderungen an Greifer als
herkdmmliche Industrieroboter.
Moderne Leichtbauroboter sind
intuitiv zu bedienen. Entspre-
chend einfach muss auch die Ad-
aption und Inbetriebnahme der
Greifer erfolgen: Plug-and-Work
statt aufwandiger Programmie-
rung. Durch kurze Programmier-
und Riistzeiten lohnt sich damit
eine Automatisierung auch fiir
kleine Losgrofien. Daher lassen
sich unsere Devices leicht {iber

MRK-Greifer und
Fingerkonstruktion

+ Kraftbegrenzung

+ Kollisionsschutz
+ Sicherer Antrieb

+ Umfeldsensorik

+ Software

Arbeitsplatz/Roboter/Werkstiickzufuhr usw.

Die einzelnen Stufen auf dem Weg zum zertifizierten MRK-Greifsystem. Zusétzlich zu den Features des Greifers sind fiir eine sichere MRK
stets auch duBere Faktoren, etwa die Arbeitsumgebung, der Roboter und die Werkstiickzufuhr, zu beriicksichtigen. (Bild: Schunk)

Prof. Dr. Markus Gliick, Geschdfts-
fiihrer Forschung & Entwicklung
beim Spann- und Greiftechnik-
Hersteller Schunk in Lauffen/Ne-
ckar: Fiir die Kollaboration von
Mensch und Roboter ohne tren-
nenden Schutzzaun schreibt die
EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG Anhang 1 grundsatzlich vor,
dass alle eventuell moglichen
schadhaften Kollisionen, auch
ein Einklemmen von Gliedmafien
und Arbeitshandschuhen oder
ein Stolpern des Werkers, wir-
kungsvoll abzusichern sind. Nor-
mative Grundlagen fiir die funk-
tionale Sicherheit von MRK-An-
wendungen sind allgemeine Nor-
men wie IEC 61508, IEC 62061
sowie ISO 13849-1 und -2. Darii-
ber hinaus sind ISO 10218-1 und
-2 zur Sicherheit von Industriero-
botern zu berticksichtigen. In der
technischen Spezifikation ISO/TS
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ausgesetzt es handelt sich um
flichig gestaltete Greiferfinger.
Genau hier beginnt die Heraus-
forderung: Ist der Finger als me-
tallene Spitze ausgefiihrt oder mit
einer scharfen Klinge bestiickt,
wadren selbst bei einer Greifkraft
von 140 N Verletzungen zu er-
warten. Auch wenn Greifer das
Kraftlimit von 140 N iiberschrei-
ten, sind zusatzliche Mafdnah-
men erforderlich, um die Sicher-
heit zu gewahrleisten. Es geniigt
daher nie, isoliert nur den Greifer
zu betrachten, sondern die Risi-
kobeurteilung im Rahmen der
Zertifizierung durch die DGUV
bezieht sich stets auf die komplet-
te Anwendung.

Dr. Kurt Schmalz, geschdftsfiih-
render Gesellschafter des Vaku-
umtechnik-Herstellers J. Schmalz
in Glatten bei Freudenstadt: Die
kollaborative Robotik stellt ande-

Markt&Technik

mobile Endgerdte und die NFC-
Schnittstelle parametrieren. Ne-
ben der raschen Inbetriebnahme
und dem intuitiven Bedienkon-
zept miissen wir natiirlich auch
diverse Sicherheitsaspekte be-
riicksichtigen. Das Design von
Greifern fiir die kollaborative Ro-
botik richtet sich nach DIN ISO
TS 15066. Die Besonderheit dar-
an: Die Norm gibt eine Leistungs-
und Kraftbegrenzung vor. So wer-
den etwa bei mechanischen Grei-
fern Krafte unter 140 Newton als
sicher betrachtet. Treffen Roboter
und Mensch zusammen, sind
Verletzungen ausgeschlossen.

Was bedeutet ,,inhdrent siche-
rer Greifer?

Prof. Dr. Markus Gliick, Schunk:
Nach EN ISO 12100 ist die inha-
rent sichere Konstruktion ein
wichtiger Bestandteil der Risiko-

minimierung. Ein inhdrent siche-
rer Greifer fiir kollaborative An-
wendungen ist so konstruiert,
dass alle moglichen Gefahren-
quellen wie scharfe Kanten,
Klemmstellen oder hohe Greif-
krafte konstruktiv eliminiert sind,
sodass bei sachgemafiem Einsatz
keine Gefahr von dem Greifer
ausgeht. Gangige Losungsstrate-
gien bei inhdrent sicheren Grei-
fern fiir kollaborative Anwendun-
gen, wie den von der DGUV-zer-
tifizierten Kleinteilegreifern der
Baureihe ,,Schunk Co-act EGP-
C“, sind harmonisch geformte,
biindige Schutzhiillen ohne
scharfe Ecken, Klemmstellen und
Kanten, sowie die sichere Begren-
zung der Greifkraft auf 140 N pro
Finger.

Dr. Kurt Schmalz, J. Schmalz: Bei
der Entwicklung eines inhdrent
sicheren Greifers geht es um eine
konstruktive Risikominimierung.
Indem Kanten und Ecken abge-
rundet werden, keine Liicken
oder Spalten vorhanden sind und
beispielsweise die Vakuum-Ver-
schlauchung integriert ist, redu-
zieren wir von Anfang an die
Verletzungsgefahr. Neben den
geometrischen Aspekten gilt es,
die Bewegung von Roboter und
Greifer im Blick zu haben. So
kann ein Kamerasystem zur Ab-
standsiiberwachung eingesetzt
werden oder Sensorik die Leis-
tungsabgabe oder Kraftwirkung
begrenzen. Dadurch ist ein verlet-
zungsfreier Betrieb auch ohne
externe SchutzmafRnahmen wie
Zdune oder Lichtschranken mog-
lich.

Welche Greifer-spezifischen As-
pekte werden bei der Sicher-
heitsbetrachtung kollaborativer
Industrieroboter-Anwendun-
gen beriicksichtigt?

Prof. Dr. Markus Gliick, Schunk:
Bezogen auf den Greifer werden
die Geometrie des Greifergehau-
ses, der Finger und des Werk-
stiicks sowie die Greifkraft in die
Risikobetrachtung einbezogen.
Uberschreitet die Greifkraft das
gesundheitsunschddliche Limit
von 140 N pro Finger, sind zu-
sdtzliche Mafifnahmen und Be-
trachtungen erforderlich: So war
beim Grofthubgreifer ,,Schunk
Co-act EGL-C* unter anderem
auch die zum Patent angemeldete
Sicherheitsintelligenz Teil der Ri-
sikobeurteilung. Solange die Ge-
fahr besteht, dass menschliche
Hande oder Finger eingeklemmt
werden, limitiert die integrierte
Logik die Greifkraft auf harmlose

Dr. Kurt Schmalz, ). Schmalz

»Moderne Leichtbauroboter sind
intuitiv zu bedienen - entsprechend
einfach muss auch die Adaption und
Inbetriebnahme der Greifer erfolgen.«
(Bild: J. Schmalz)

Prof. Dr. Markus Gliick, Schunk

»Ein inhdrent sicherer Greifer fiir
kollaborative Anwendungen ist so
konstruiert, dass alle moégliche Ge-
fahrenquellen wie scharfe Kanten,
Klemmstellen oder hohe Greifkrafte
konstruktiv eliminiert sind, sodass
bei sachgeméBem Einsatz keine
Gefahr von dem Greifer ausgeht.«
(Bild: Schunk)

30 N. Erst ab einer Werkstiickdis-
tanz unter 4 mm, wenn also kein
Einklemmen mehr maoglich ist,
fahren die Greiffinger mit der frei
definierbaren Greifkraft von ma-
ximal bis zu 450 N zu. Misst das
redundant ausgefiihrte System in
dieser Schlieffphase eine Nach-
giebigkeit, weil etwa ein zu klei-
nes Werkstiick gegriffen wird,
das der Bediener gerade per Hand
entfernen will, stoppt auch diese
Bewegung automatisch. Gleiches
gilt, wenn die erwarteten Werk-
stiickmafde um 2 mm iiberschrit-
ten werden, etwa weil kein Teil
vorhanden ist. In der dritten Pha-
se schlieflich detektiert der Grei-
fer, ob das Werkstiick sicher ge-
griffen ist, und verspannt die
Bremse. Damit erfiillt der ,,Schunk
EGL-C* die Anforderungen an ei-
ne sichere Mensch-Roboter-Kol-
laboration und gewdhrleistet,
dass gegriffene Teile, die im Kraft-
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schluss bis zu 2,25 kg auf die
Waage bringen diirfen, auch bei
einer Not-Aus-Situation und einer
damit verbundenen Vollbrem-
sung nicht verloren gehen. Im
Formschluss sind sogar bis zu
8 kg moglich.

Dr. Kurt Schmalz, J. Schmalz:
Es geht um konstruktive Vorga-
ben, aber auch um alternative

EV Group kooperiert mit Delo

Wafer-Level-Optiken fiir den

Sicherheitsfunktionen. Kollabo-
rative Roboter sind im unmittel-
baren Umfeld des Menschen ak-
tiv. Weil es keine Schutzzaune
gibt, spielt die Sicherheit der Ro-
boter, aber auch der Greifer eine
sehr wichtige Rolle. Im Idealfall
kommt es erst gar nicht zu einer
Kollision - moglich wird das bei-
spielsweise durch eine Kombina-

Wie die EV Group (EVG) gestern auf der productronica bekannt gab,
kooperiert sie mit dem Klebstoffspezialist Delo, um optische Kom-
ponenten fiir den Einsatz in der Industrie, in Autos und der Unter-

haltungselektronik zu entwickeln.

ie finden beispielsweise in
S der biometrischen Au-

thentifizierung und Ge-
sichtserkennung Einsatz und eig-
nen sich dariiber hinaus fiir eine
Vielzahl von Einsdtzen von der
3D-Sensorik, Time-of-Flight-Mes-
sung und strukturiertem Licht
liber die Spektral-Sensorik, die
Umweltsensorik und Infrarot-
Bildgebung bis zu Automotive
Lighting, Head-up-Displays, In-
Car-Sensorik und Lidar sowie
Medizintechnik.

In die Kooperation bringt EVG
die eigenen Fertigungsmaschinen
und die Prozesse fiir das Linsen-
pragen und die Nanoprage-Litho-
grafie (NIL) ein, Delo die Kleb-
stoffe und Resist-Materialien. Ei-
ne enge Zusammenarbeit zwi-
schen Materiallieferanten und
Spezialmaschinenbauern sehen
beide Unternehmen als Schliissel
zur Entwicklung und Verfeine-
rung der Fertigungsprozesse an,
mit denen sich optische Kompo-
nenten auf Wafer-Ebene mit ho-
her Zuverlassigkeit herstellen
lassen.

»Durch Partnerschaften mit
wichtigen Akteuren der Lieferket-
te wie mit Delo konnen wir als
zentraler Anlaufpunkt agieren,
um in enger Zusammenarbeit mit

Prozess- und Anlagenexperten
mafgebliche Fertigungsschritte
fiir neue Produktionslinien zu
entwickeln«, sagt Markus Wim-
plinger, Corporate Technology
Development und IP Director der
EV Group.

Die Partnerschaft, deren Akti-
vitdten im Rahmen des ,,NILPho-
tonics Competence Center” am
Hauptsitz von EVG in St. Florian
sowie am Delo-Hauptsitz in Win-
dach stattfinden, tragt zu verbes-
serten und beschleunigten Mate-
rialentwicklungszyklen bei. Das
,EVG NILPhotonics Competence
Center” bietet Kunden und Part-
nern entlang der NIL-Lieferkette
einen Open-Access-Innovations-
inkubator, um gemeinsam die
Entwicklungszyklen innovativer
Komponenten und Anwendun-
gen zu verkiirzen und deren
schnellere Markteinfilhrung zu
ermoglichen. Die Infrastruktur
umfasst modernste Reinrdume
und Anlagen, die wichtige NIL-
Herstellungsschritte wie Step-
and-Repeat-Mastering, Linsen-
pragen und EVGs SmartNIL-Tech-
nologie sowie Waferbonden und
Metrologie unterstiitzen. Dieses
Angebot ermdglicht den einfa-
chen Zugriff auf neueste Techno-
logien und Materialien fiir das

Dr. Bernd Thallner, Corporate R&D Project Manager bei EVG, freut sich
auf der productronica iiber die Zusammenarbeit mit Delo. (Bild: Markt&Technik)
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tion aus Kameratechnik und Sen-
sorik. Weil ein Aufeinandertref-
fen jedoch nicht ausgeschlossen
werden kann, gilt bei der Ent-
wicklung unserer Endeffektoren
DIN ISO TS 15066 als Mafistab.
Sie definiert unter anderem die
zuldssige Flachenpressung und
Kraft, die auf ein bestimmtes Kor-
perteil bei einem Kontakt mit

(Bild: EV Group)

Entwickeln, Prototyping und Fer-
tigen von Wafer-Level-Optiken.
Hochentwickelte Klebstoffe
und Resists spielen eine zentrale
Rolle bei der Herstellung der
ndchsten Generation optischer
Sensoren auf Wafer-Ebene (Wa-
fer-Level-Optiken, WLO) fiir den
Massenmarkt. Die Entwicklung
optischer Materialien erfordert
eine umfassende Charakterisie-
rung der chemischen, mechani-
schen und optischen Eigenschaf-
ten, wobei auch die Skalierbar-

Markt&Technik

Markus Wimplinger von EVG (links) und Robert Saller von Delo (rechts)

dem Roboter wirken darf. Damit
diese nicht tiberschritten wird,
designen wir unsere Greifer mit
abgerundeten Ecken und Kanten.
Wahrend bei Vakuum-Greifern
keine Quetschgefahr im Greifer
besteht, miissen bei mechani-
schen Greifern die Aktoren um
einen Kraftbegrenzer erweitert
werden. Zudem gilt es, Storkon-

Massenmarkt

keit flir die Grofiserienfertigung
(HVM) gewdhrleistet sein muss.
Umfassendes Know-how iiber
Materialanforderungen fiir auto-
matisierte Prdge- und Entfor-
mungsprozesse sowie die Materi-
alkompatibilitdt von NIL-Arbeits-
stempeln und Resists ist notwen-
dig, um im WLO-Bereich mit be-
wahrten HVM-Prozessen auch
bei kleinsten Dimensionen gute
Ergebnisse zu erzielen. (ha)

EV Group, Halle B1, Stand 630
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turen zu vermeiden, was wir et-

wa bei unserem SLG durch die

Integration der Schlauchfiihrung

erreichen. Moglich wird das
durch die additive Fertigung.

Das Interview fiihrte

Andreas Knoll.

). Schmalz: Halle B3, Stand 560
Schunk: Halle A3, Stand 338

Ein Wafer
mit optischen
Komponenten

(Bild: EV Group)
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SMT-Fertigung

»Wir stehen erst am Anfang«

Die Digitalisierung bietet enorme Chancen fiir Unternehmen in der
Elektronikfertigung. Aber was ist heute an smarten Prozessen und
intelligenter Vernetzung tatsdchlich moglich? Ein Stimmungsbild

der SMT-Branche.

ie Digitalisierung von Pro-

duktionsprozessen steht

fiir viele Unternehmen auf
der Prioritdtenliste weit oben.
Dass es bis dahin aber noch ein
langer Weg ist, sieht Gabriela Re-
ckewerth, Leiterin Global ASM
Marketing. »Das Thema Digitali-
sierung und Smart Integrated Fac-
tory wird uns und unsere Bran-
che noch iiber Jahre beschaftigen
- wir stehen hier erst am An-
fang.« Denn ihr zufolge miisse
man unterscheiden zwischen der
integrierten Digitalisierung und
der reinen Automatisierung, auf
die sich ihrer Meinung nach heu-
te einige Unternehmen noch im-
mer beschranken. »Die Schnitt-
stellen sind entwickelt, aber un-
sere Branche hat grofien Nach-
holbedarf bei der Modernisie-
rung. Hier miissen Fertiger und
Ausriister enger, partnerschaftli-
cher zusammenarbeiten.«

In modernen Fertigungen geht
in Teilbereichen ihrer Ansicht
nach schon sehr viel, etwa in
Form der hochflexiblen Fertigung
kleiner Losgrofien, Planung mit
Simulationen, eines transparen-
ten Echtzeit-Monitorings, Cobots
und intelligenter Fahrzeuge fiir
die Materiallogistik. »Software
und mobile Endgerate unterstiit-
zen heute Smart Operators, die
mit Maschinen arbeiten, die
selbst aktiv im Netzwerk kom-
munizieren und so auf anstehen-

de Wartungsarbeiten oder erfor-
derliche Assists hinweisen. Aber
es gibt erst wenige Unternehmen,
die das auf der ganzen Breite und
in allen Workflows nutzen«, so
die Expertin. »Am Ende geht es
auch in der Smart Factory darum,
die zentralen KPIs einer Fertigung
zu verbessern, also Kennzahlen
fiir Produktivitdt, Qualitat, Flexi-
bilitdt oder auch Termintreue und
andere. Industrie 4.0 dndert ja
nichts daran, dass Elektronikfer-
tiger im Wettbewerb bestehen
missen. Es gilt, immer komple-
xere Elektronik zu immer niedri-
geren Kosten fertigen zu konnen.
Unsere Losungen ermoglichen
das.«

In der Elektronikfertigung ist
Industrie 4.0 in Form der Tracea-
bility einschliefilich der Maschi-
nen-Performance zwar schon
lange fester Bestandteil der Pro-
duktionsplanung. Und fiir die
Produktionslinien ist eine Auslas-
tung und Verfiigbarkeit moglich,
»in einer Hohe, die vor wenigen
Jahren noch undenkbar war«, so
Rainer Krauss, Vertriebsleiter von
Ersa. Widrigkeiten sieht er woan-
ders: »Die Herausforderung ist
das komplette Monitoring der
Fertigungsanlagen mit Live-Da-
ten und den notwendigen Aus-
wertungsalgorithmen. Nur so
kann eine hochste Auslastung bei
hochstem Ertrag erreicht wer-
den, erklart der Experte. »Wir als

Gabriela Reckewerth, ASM Marketing

»Das Thema Digitalisierung
und Smart Integrated Factory
wird uns und unsere Branche
noch iiber Jahre
beschéftigen — wir stehen
hier erst am Anfang.«

Maschinenhersteller stellen die
entsprechenden sicheren Plattfor-
men, die Auswertungen und dar-
aus resultierende Ableitungen als
Service zur Verfiigung.« Daraus
werde man in der Planung auf
virtuellen Fertigungslinien die
Produktionsabldufe vorab simu-
lieren und optimieren. »Wir be-
finden uns mitten in diesem Pro-
zess, um unseren Kunden eine
grofRtmogliche Unterstiitzung
und Services anbieten zu kon-
nen.«

Neue Dimensionen
durch 5G-Technologie

Im Zuge des 5G-Ausbaus und
der dafiir bendtigten grofien Lei-
terplatten geht der Trend wieder
vermehrt in Richtung groferer

Rainer Krauss, Ersa

»Die Herausforderung ist das komplette
Monitoring der Fertigungsanlagen

mit Live-Daten und den notwendigen
Auswertungsalgorithmen. Nur so kann
eine hochste Auslastung bei hochstem
Ertrag erreicht werden.«

Bauteile. »Das heifdt fiir Elektro-
nikfertiger, dass einer der Trends
ganz sicher in Richtung hochst-
mogliche Flexibilitdt - am besten
auf einer Produktionslinie - geht,
resiimiert Reckewerth. ASM As-
sembly Systems ist in dieser Hin-

Michael Hanke, Rehm Thermal Systems

Der aktuelle Handelsstreit
zwischen USA und China, Brexit
und die Situation, dass es keine
klare Antriebstechnologie gibt,
beeinflussen den Markt mit der
Entscheidung zu neuen Projekten.«

sicht breit aufgestellt und bietet
etwa die Long-Board-Option fiir
Drucker und Bestiicker an. Auch
Ersa ist nach Angaben von Krauss
fiir die Netzwerktechnik »ganz
breit aufgestellt«. Der Lotanlagen-
hersteller liefert bereits seit Jahren

Die Rolle der Umwelt

Michael Hanke, Vertriebsleiter
von Rehm Thermal Systems:
»CO_-Einsparungen von bis zu
10 t/Jahr setzen wir bereits in
unsere Reflow-Systeme mit Pyro-
lyse-Technik um, ebenso eine
zukunftsweisende Digital-An-
triebstechnik gepaart mit neues-
ten energetisch optimierten Iso-
lierungen. Die softwaregesteuer-
te grafische Darstellung der Ver-
brauche und Optimierungen in

unserem kompletten Produkt-
portfolio sind Standard.«

Rainer Krauss, Vertriebsleiter
von Ersa: »Wir sind der Nachhal-
tigkeit sehrverbunden. Ersa gibt
esnun bereits seit 98 Jahren und
unser Mutterkonzern ist 240 Jah-
re alt. Ohne eine nachhaltige
Unternehmensstrategie kénnen
Sie diese Geburtstage nicht fei-
ern.« (za)

Die Gewinner stehen fest

Die Entscheidung ist gefallen, die Gewinner des productronica In-
novation Award wurden gestern ausgezeichnet. Eine unabhdngige
Jury hat aus rund 8o Einreichungen die Sieger in sechs Kategorien

ausgewadhlt.

ie Messe Miinchen verlieh

in diesem Jahr bereits zum

dritten Mal den productro-
nica Innovation Award.

Cables, Coils & Hybrids: Mit
der AM 04 Duomatic schliefit Ge-
winner Zoller + Frohlich (Halle
AS, Stand 111) fortan die Liicke
zwischen der vollautomatisierten
und der manuellen Kabelkonfek-
tionierung. Die Besonderheit: Es
konnen zwei Querschnitte in al-

len Langen gleichzeitig bearbeitet
werden. Per Knopfdruck wird
zwischen eingestellten Quer-
schnitten gewechselt. Aus einer
circa zweiminiitigen Umrustung
durch Fachpersonal werden
0,2 Sekunden per Knopfdruck.
Future Markets: Der BAMFIT-
Test (Bond Accelerated Mechani-
cal Fatigue Interconnect Test) ist
eine disruptive und vollig neuarti-
ge Methode fiir extrem beschleu-

18 Markt&Technik

nigte und dabei voll automatisier-
bare Tests auf Zuverldssigkeit und
Lebensdauer von Dickdraht-
Bonds in Leistungshalbleitern.
Der BAMFIT-Tester von Gewinner
F&S Bondtec Semiconductor
(Halle B2, Stand 434) erganzt das
klassische Power-Cycling durch
einen automatisierten Schnelltest,
der innerhalb von nur wenigen
Minuten ablauft.

Inspection & Quality: DRV
(Deep Reality Viewer) von Gewin-
ner Vision Engineering (Halle A2,
Stand 181) nutzt eine revolutiond-
re, digitale Betrachtungstechnolo-
gie und erzeugt hochauflésende
3D-Stereo-Bilder, ohne einen Mo-
nitor zu verwenden oder das Tra-
gen von Headsets oder Spezialbril-
len zu erfordern: Bilder schweben
quasi vor einem Betrachtungs-

spiegel mit extra grofsem Sichtfeld.

PCB & EMS: Die LUVIR-Tech-
nologie des Gewinners Limata
(Halle B3, Stand 361) ist eine im
Bereich Leiterplattenlithografie
einzigartige Kombination von ul-
travioletter und infraroter Laserdi-
rektbelichtung. Hierbei dient der
UV-Laser wie bisher bekannt zur
Polymerisierung und Bildgebung
des Lackes, wahrend die IR-Kom-
ponente fiir einen sprunghaften
Anstieg der Polymerisierungseffi-
zienz sorgt.

Semiconductor: Die CoS-Anla-
ge verbindet das extrem prazise
Dynamic-Alignment-Konzept von
Gewinner ASM Amicra Micro-
technologies (Halle A3, Stand 377)
mit einem neuartigen und auf eine
hohere Produktivitdt ausgelegten
Bewegungsablauf. Die CoS-Anla-

ge verfiigt iiber eine rotierende
Bond-Station mit zwei separaten
Bond-Positionen und einem inno-
vativen Multi-Pick-Head fiir das
beschleunigte Zufiihren und Ent-
laden von Substraten.

SMT: Mit einer automatischen
Umschaltung iiber die Software
kann die Anlage SelectLine-C von
Gewinner SEHO Systems (Halle
A4, Stand 578) von einem her-
kommlichen Produktionsmodus,
bei dem die Baugruppe iiber jeder
Station fiir die Dauer der Bearbei-
tung gestoppt wird, in einen
Durchlaufmodus umgestellt wer-
den. Wahrend die Baugruppe kon-
tinuierlich weitertransportiert
wird, laufen die Achsensysteme
mit den Prozessstationen mit und
bearbeiten die Lotstellen selektiv
wahrend des Durchlaufs. (ag)
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an alle fiihrenden Netzwerkaus-
statter und deren Zulieferer. »Ge-
rade in der 5G-Technologie haben
sich beachtliche Dimensionen er-
geben. Auf unseren Wellen- oder
Selektivlotanlagen lassen sich bei-
spielsweise Server-Boards im
Finepitch-Bereich von
bis zu 850 mm und An-
tennen bis zu einer Lan-
ge von 3 Metern loten.
Eine vollautomatische
Selektivlgtanlage mit
beeindruckenden 3 Me-
tern Verfahrweg bringt
selbst uns, bei der Vor-
abnahme, immer wie-
der zum Staunen. Beim
Reflow-Loten vertrauen
unsere Kunden auf die
Ersa-Baureihen Hotflow
326 und Hotflow 426,
die bis 1200 mm lange
Boards verarbeiten.«

Im Bereich Rework
bietet Ersa etwa das
Hybrid Rework System
600 XL, das Dreiviertel
dieser Flachbaugrup-
pen automatisch repa-
rieren kann - bei
Boardgroflen von
625 mm x 625 mm und
Bauteilen mit
120 mm x 120 mm Kan-
tenldnge. Der Lotanla-
genhersteller fertigt
mehr als 1200 Maschi-
nen im Jahr, wobei
40 Prozent kundenspe-
zifische Anforderungen
erfiillen.

Anzeige

Kommende
Herausforderungen

Die Stimmung auf
dem Fertigungsmarkt
war 2019 geddmpft, wie
eine Umfrage der
Markt&Technik Anfang
des Jahres ergab. In ei-
nem relativ stabilen
Markt mit geringem
Wachstum fiihrten lan-
ge Lieferzeiten und Un-
sicherheiten beziiglich
Elektromobilitdt zu
Nervositat.

Diese Unsicherhei-
ten durchziehen noch
immer den Markt: »Der
aktuelle Handelsstreit
zwischen USA und Chi-
na, Brexit und die Situ-
ation, dass es Kkeine
Kklare Antriebstechnolo-
gie gibt, beeinflussen
den Markt mit der Ent-
scheidung zu neuen
Projekten«, so Michael
Hanke, Vertriebsleiter
von Rehm Thermal Sys-
tems. Eine Herausfor-
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derung fiir das Unternehmen
sieht er darin, »die globalen Ver-
dnderungen schnell und zielstre-
big in die neuen Technologien
umzusetzen und auf die sich ver-
dndernden Mdrkte zu reagieren.«

»Die Schere zwischen sehr gu-

-

A

.y

ter und mittelmdfiger Produkti-
onsauslastung wird - je nach
Branche - weiter auseinander-
klaffen«, meint dazu Rainer
Krauss, Vertriebsleiter von Ersa:
»Das hat sich bereits 2019 gezeigt.
Um sich im Markt behaupten zu

*CELERATE INTO A NE
OF HIGH VOLTAGE POSSIBILITIES NS

konnen, ist eine hohe Produktfle-
xibilitdt mit kurzen Verfiigbarkei-
ten notwendig.« Er prognosti-
ziert: »Nach einer langen und
steilen Wachstumskurve erwarte
ich fiir die Branche im nachsten
Jahr nur moderates Wachstum,

Increase production with powerful, flexible and affordable high force wire processing
solutions from TE Connectivity (TE). Our industry-first HV-CP High Voltage Cable Prep
machine can process (10 - 120mm?) multi-layered conductors in as fast as 30 seconds!
Our HV-20 and HF-20 bench-top terminators are powerful enough to produce up to
178 kN (20 tons) of crimp force and process wires up to 120mm?2. Our innovative modu-
lar die platform offers greater application flexibility by accommodating a wide range of
easy-to-install HV die sets for both TE and non-TE terminals. And don’t let their com-
pact size fool you, our HV presses and cable prep machine are loaded with additional
features like industru 4.0 compatibility, integrated vacuum systems, and Crimp Quality
Monitoring on the HV-20 model.

Put a driving force behind your production by contacting our sales team at
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bevor sie 2021 wieder durchstar-
tet.« (za)

ASM Assembly Systems,
Halle A3, Stand 377
Ersa, Halle Az,

Stand 162 und Stand 171
Rehm Thermal Systems,
Halle A4, Stand 335
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Stop by Hall A5, booth 321 to see

gatd.de@te.com and/or viwing our whitepaper on the Challenges of Large Wire
Crimping at te.com/productronical9
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Robotics, Soldering

Lightweight robotics defines and changes the market for micro drives

Cobots as the driving force

Whether it is in joint drives or in
grippers: Micro drives are used in
many applications in lightweight
robots. And lightweight robotics is
developing at a rapid pace - and
thus stimulating the market for
micro drives and shaping it at the
same time. However, in order to
be integrated into lightweight ro-
bots, micro drives must meet a
number of requirements.
Lightweight robots are about to
conguer the factory halls - and not
just the factories. They are also in
the starting blocks in medicine,
health care, services of all kinds
and private households. Their
moving parts, be they arm joints
or gripper fingers, require suitable
drives, and these must be as small,
precise and as powerful as possi-
ble. “Lightweight robotics is a

Auxiliary materials in electro-mobility

huge subject that leads to changes
in many adjacent areas, creates
many new applications for robots
and sometimes makes completely
new demands on micro drives,”
says Andreas Seegen, Head of
Marketing at micro drive technol-
ogy manufacturer Faulhaber. “And
here I'm only referring to the so-
called cobots, collaborative robots
that work alongside employees at
the same workplace.”

When robots work in close
proximity to people and without
enclosures, they must be particu-
larly safe. This also applies to mi-
cro drive technology in arm joints
and gripper fingers. “Sensors must
react before a finger or other body
part is touched or squashed and
immediately stop the robot from
moving,” explains Andreas See-

gen. “This requires reliable drive
systems that can be responded to
quickly.” Before they can be inte-
grated effectively into robot arms
and grippers, however, micro
drives and their components must
meet a number of requirements.
Above all, they must be compact
and powerful at the same time. “In
lightweight construction, every
gram and every millimeter
counts,” clarifies Andreas Seegen.
“Flat drives optimized for torque
and compact drives with integrat-
ed controls are therefore the me-
dium of choice.

However, drives, which are
generally developed for both dy-
namic and space-critical applica-
tions, can of course also be used
in lightweight robots, provided
they boast certain characteristics,

The brushless DC motors which form part of the BXT series from Faulhaber are extremely
short and therefore suitable for lightweight robotics. (Image: Faulhaber)

namely short overall length and
high torque. “More and more ap-
plications in robotics, prosthetics,
laboratory automation, medical
technology and pumps, as well as
in the outfitting of aircraft cabins,
require a high torque with a short
footprint,” explains Andreas See-
gen. “With the market launch of
the flat brushless DC motors in the
BXT series, we are setting new

Have the limits of the J-Standard been reached?

The challenges of electro-mobility go on unconstrained even for
material suppliers. What is the situation like for flux manufacturers
and solder suppliers? Markt&Technik asks the questions — two

experts supply the answers.

th the increasing electri-
fication of vehicles, the
demands placed on
manufacturers of soldering equip-
ment and soldering auxiliary ma-
terials are increasing. The devices
so manufactured must be more
and more resistant to electrochem-
ical migration (ECM) and achieve
higher insulation values (Surface
Insulation Resistance, SIR) at high-
er operating voltages while simul-
taneously achieving shorter insu-
lation distances on the PCB.
Indium Corporation is also feel-
ing the effects of electro-mobility:
“The demands on our materials
are increasing, especially with re-
gard to ECM and SIR performance.
This is clearly demonstrated by the
changed test conditions of our au-
tomotive customers,” confirms
Andreas Karch, regional Technical
Manager at Indium Corporation.
For this reason, the company is
currently working with its custom-
ers to extend the test conditions
especially for automotive prod-
ucts. For the solder paste 8.9HF, for
example, Indium has extended the
SIR test from 168 hours to 1000
hours, increased the test voltage
from 5 V to 50 V and at the same
time reduced the insulation dis-
tance from 0.5 mm to 0.2 mm. “In
addition, our development team is

working on ultra-low voiding flux
formulations and studying alloys
with higher operating tempera-
tures that will be needed, for ex-
ample, in the upcoming Wide
Bandgap semiconductors such as
SiC or GaN.”

Wave soldering
remains indispensable

“Soldering systems and their
related auxiliary materials used
must always be able to produce
comparable and reproducible re-
sults at the highest level,” says
Markus Gefiner, authorized signa-
tory and Head of Sales and Market-
ing at Emil Otto. “The use of dif-
ferent selective soldering processes
is therefore becoming increasingly
important.

“The same applies to the SMT
process. Due to the size of the as-
sociated circuit boards and compo-
nents however, these processes
reach their limits when it comes to
electro-mobility. The ongoing use
of conventional wave soldering
systems is therefore unavoidable,
according to the expert. As early as
2016 Emil Otto began focusing on
this development with the intro-
duction of its new Multi-Flux se-
ries. Multifluxe are fluxes which
can be used for wave, selective and
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manual soldering as well as for
braid tinning without restriction.
The company also offers a wide
variety of fluxes for power elec-
tronics in the field of electro-mo-
bility. According to Gefner, an-
other major topic with regard to
the electrification of vehicles is
ionic pollution, both during sys-
tem and component cleaning.
“More and more manufacturers
are therefore demanding proof that
neither the cleaning materials used
on the equipment nor the compo-
nents themselves introduce any
ionic impurities.

During the development phase
of our cleaners - especially the Eti-
mol cleaning range - we had al-
ready thought about this issue
and, before it needed to be brought
to our attention, had fully imple-
mented it.” This enabled Emil Otto
to demonstrate by means of spe-
cial analyses that neither its system
cleaners nor its component clean-
ers contain traces of ionic loads.

Has the J-Standard
served its purpose?

The classification standard J-
STD-004B defines the minimum
requirements for flux in vehicles.
However, these requirements are
lower than the actual requirements
of today’s hybrid vehicles, says
Karch: “It is already the case today
that our customers and their end
customers, i.e. the OEMs, place
higher demands on materials and
equipment than current standards

Markus Gef3ner, Emil Otto

“More and more manufacturers are
demanding proof that both the appro-
priate cleaning media for the equip-
ment and for the assembly do not int-
roduce any ionic impurities.” (Image:
Emil Otto)

such as J-STD-004B demand. Not
only are the SIR test values no lon-
ger sufficient, but neither does the
definition of a “halogen-free” sol-
der paste go far enough.”

As a consequence, Indium Cor-
poration no longer uses the J-Stan-
dard for testing, but rather the test
standard EN 14582, which, ac-
cording to the expert, is “much
more thorough”. In addition, In-
dium engineers work in interna-
tional committees to help define
new standards, norms and or ex-
tensions of existing documents.
The goal: “To create reliable foun-
dations for all participants in a
rapidly changing market.”

Emil Otto also laments the lack
of an official standard with stricter

standards for external rotor high-
performance drives with grooved
winding.” Thanks to innovative
winding technology and opti-
mized design, these motors are
only 14, 16 and 21 mm long, but
deliver torques of up to 134 mNm
with diameters of 22, 32 and
42 mm. (ak)

O

Faulhaber, Hall B2, Booth 101

Andreas Karch, Indium Corporation

“The demands on our materials are
increasing, especially with regard to
ECM and SIR performance. This is
clearly demonstrated by the changed
test conditions of our automotive cus-
tomers.” (Image: Indium Corporation)

criteria and has introduced an ad-
ditional in-house test “in order to
be able to give a better statement
on the suitability and recommen-
dation of a flux for a certain pro-
cess,” explains Gefiner.

The Emil Otto in-house test
contains more stringent test crite-
ria, such as steam reactions, high-
er climatic conditions, higher tem-
peratures and humidity, and is
intended to provide a reliable
statement on a flux including pro-
cess and application. “No-clean
fluxes that pass our in-house tests
always pass the J-STD-004,” he
concludes. (za)

O

Emil Otto, Hall A4, Booth 420
Indium Corporation, Hall A4, Booth 214
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Entwicklung

Indoor-Drohne ROBiI

Quadrocopter mit mafigeschneiderten Elektronikbaugruppen

Wie abhdngig das unbemannte Fliegen von qualitativ hochwerti-
gen und funktionierenden Leiterplatten, Bauteilen und Lotstellen
ist, zeigt besonders das Fliegen in geschlossenen Raumen. Denn
hier reichen Standardlosungen nicht mehr aus, Eigenentwicklun-
gen miissen her, wie das Beispiel des deutschen Drohnenherstel-

lers U-ROB zeigt.

iele unbemannte Luftfahr-

zeuge (UAS) werden mit

Standardkomponenten
ausgertstet. Aber beim Fliegen in
geschlossenen Rdumen kommt
es auch auf eine gute Kommuni-
kations- und Navigationsiibertra-
gung an sowie auf leistungsstar-
ke, dimmbare, kleine Scheinwer-
fer«, erklart Jorg Nolte, Produkt-
manager Lotwerkzeuge, Rework-
und Inspektionssysteme von Er-
sa. Das Steuern der Drohne und
auch die Kommunikation in Rau-
men konnen durch die Umge-
bung stark eingeschrankt sein.
Der deutsche Drohnenhersteller
U-ROB hat fiir diese Industriean-
wendungen die Drohne ROBi ent-
wickelt und 2019 auf den Markt
gebracht. »Es geht dabei um Ein-
sdtze wie die Inspektion von
Rohrleitungen und Brennkam-
mern in Kraftwerken, die Begut-
achtung von Schornsteinen und
dem Inneren von Briickenbau-
werken sowie die Tank- und Ab-
wasserleitungsinspektion«, er-
Kklart Joseph Metz, Griinder und
Geschaftsfiihrer von U-ROB. Der
ROBi ist mit einem Wechselme-

chanismus fiir unterschiedliche
Sensoriken und Kamerasysteme
ausgestattet. Dadurch lasst sich
das System flexibel einsetzen.
»Nehmen wir mal das Beispiel,
dass wir bei der Inneninspektion
eines Grofitanks eine moglicher-
weise schadhafte Stelle an einer
Schweiffnaht auf den Ubertra-
gungsbildern der Kamera ent-
deckt haben. Wir konnen nun
das Kamerasystem gegen ein Sys-
tem zur Schichtdickenmessung
oder Probenentnahme austau-
schen und konnen dadurch dem
Auftraggeber gezielt sagen, wie
gravierend die Schadstelle ist«,
fiihrt Metz weiter aus. So kann
fiir einen Grofstank eine Komplett-
inspektion innerhalb von weni-
gen Stunden durchgefiihrt wer-
den. Im Gegensatz dazu fiihren
herkémmliche Uberpriifungen zu
Ausfallzeiten der Anlage von
mehreren Tagen.

Fiir diese Einsatze ist der ROBi
mit einer lichtstarken RGB-Kame-
ra ausgestattet, die eine Auflosung
von 12 MPixel hat. Weil der ROBi
meist in dunklen Umgebungsbe-
dingungen operiert, haben die

In Handarbeit |6teten die Entwickler auf engem Raum
immer wieder neue LEDs auf die Baugruppen. (Bild: U-Rob)

Pik-As

Kabel permanent markieren

Mittels Heif3pragetechnologie be-
schriftet die HeiRprdgezange Hot-
marker M3E von Pik-As verschie-
dene Materialien, wie Kabel,
Schldauche und Etiketten, perma-
nent mit bis zu sieben Zeichen,
Ziffern und Buchstaben. Mit auf-
geheizten Prdgerddern, die iiber
einer farbbeschichteten Folie an-

Day 2 — Wednesday, November 13, 2019

geordnet sind, werden die Zei-
chen auf das Material gepragt,
um so eine laut Unternehmens-
angabe dauerhafte, unverwech-
selbare und unverlierbare Be-
schriftung zu erreichen. Fiir das
Gerdt sind folgende Schriftgrofien
erhéltlich: 2,4 mm x 2,4 mm ho-
rizontal, 1,8 mm x 1,8 mm hori-

Die Indoor-Drohne bei der Kanalinspektion (Bild: simon eymann | kopterwork)

Entwickler die Kamera mit dimm-
baren Hochleistungs-LEDs ausge-
stattet. Die Kamera und LEDs sind
vibrationsentkoppelt aufgehangt
und lassen sich per Fernbedie-
nung um 180 Grad nach oben und
unten schwenken. »Bei dem Grof-
teil der elektronischen Komponen-
ten versuchen wir, auf bestehende
Baugruppen zuzugreifen. Aber
gerade bei unserem Kamera-Licht-
system mussten wir eigene Losun-
gen entwickeln. Im Verlauf der
Entwicklung wurden diese
schliefilich immer wieder ange-
passt und optimiert. Dies erfolgte
in unserer Entwicklungsabtei-
lung, berichtet Metz. Dabei wur-
den immer wieder auf engem
Raum neue LEDs auf die Baugrup-
pen in Handarbeit aufgelotet.
Auch die Schnittstellen der einzel-
nen Payloads zur Drohne selbst
mussten die Entwickler intern
entwickeln, anpassen und zur Se-
rienreife bringen. Dabei war die
Entwicklung einer zuverldssigen
Kontaktierung unumganglich,
weil die Moglichkeit des Payload-
Wechsels ein Alleinstellungsmerk-
mal des ROBi ist. In der Elektronik-
entwicklung und -fertigung griff
U-ROB auf die Lotwerkzeuge des
deutschen Herstellers Ersa zu-
riick.

»Wir beobachten den Droh-
nenmarkt seit geraumer Zeit. Da-
bei haben wir festgestellt, dass
sich gerade europdische Herstel-
ler weiter spezialisieren. Dadurch

zontal, 1,2 mm % 1,2 mm hori-
zontal und 1,8 mm x 0,9 mm
vertikal. Einsatz findet die Heif2-
pragezange in der Werkstatt, auf
der Baustelle fiir mittlere Serien-
fertigung und in der Schalt-
schranktechnik. (za)

Pik-As, Halle As, Stand 161

steigen nattirlich auch die Anfor-
derungen an die Qualitdt und die
eingesetzten Technologien, was
gerade durch die Anwendungen

selbst sowie die Miniaturisierung
der Baugruppen hervorgerufen
wird. Wir scheinen fiir die an-
spruchsvollen Aufgaben bei der
Herstellung von Drohnen die
richtigen Losungen im Bereich
des manuellen Lotens bereitzu-
halten, denn die Anfragen aus der
Drohnenbranche steigenc, erklart
Nolte.

Diese Feststellung teilt Metz.
U-ROB hatte bei der Entwicklung
von Beginn an Inspektionsan-
wendungen im Industriesektor
im Fokus und die bisherige Ge-
schaftsentwicklung des ROBi gibt
dem Unternehmer aus Bielefeld
Recht. (za)

Ersa, Halle A4, Stand 162 und 171
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Test & Measurement

productronica daily series “Artificial intelligence in assembly inspection”

“Al must prove that it is more than just hype”

Al offers many advantages — on the production line and especially
in the assembly inspection. But it must be applied correctly, ex-
plains Johannes Richter, Senior Engineer in the field of industrial
image processing/inspection solutions at Gopel Electronic. The
main focus should be on transparency and added value for the user.

Markt&Technik: Herr Richter,
Mr. Richter, what do the terms
deep learning, machine learn-
ing and artificial intelligence
mean for you personally in the
context of assembly inspection,
and where do you see the most
important differences?

Johannes Richter: In the field of
assembly inspection, we use the
same common definitions for
these three topics as in other ar-
eas of research. Artificial intelli-
gence is the generic and it in-
cludes the other two terms. It is
the science of mechanizing the
thought process. Programmable
logic machines, in other words
computers, have always been
pioneers in this field, so it is not
surprising that Artificial Intelli-
gence is one of the core compe-
tences of computer science. Ma-
chine learning is one of the sub-
areas of Al It deals with the au-
tomated acquisition of knowl-
edge which leads to learning.
Knowledge is accumulated
through observation or reinforce-
ment learning. The most com-
mon of these are artificial neural
networks (ANN), which implic-
itly store acquired knowledge in
the weight matrices of their lay-
ers. However, numerous other
approaches are also available,
most of which are, unfortunately,

Feinmetall

unknown to the general public.
How deep learning distinguishes
itself from machine learning or
not is still a matter of debate
among experts.

What opportunities do these
technologies open up in assem-
bly inspection?

Al will offer us numerous new
possibilities. First and foremost,
we will try to increase error detec-
tion. Intelligent systems will
make it possible to improve slip-
rate detection at the classification
station and to fully utilize the
capacities of existing inspection
systems. Operators of systems
will be able to do many things
more easily by using intelligent
assistance functions. Regular and
time-consuming tasks such as the
creation of test programs can be
simplified. Even things such as
machine and line monitoring
help to ensure that production
processes run smoothly.

Where is Al currently being
used?

We offer test and inspection solu-
tions for a wide range of applica-
tions and Al is represented in
every field. For example, there are
acoustic test systems for mecha-
tronic components in automo-
biles, which are installed in tail-

Johannes Richter, Gopel Electronic

“We regard Deep Learning as one
of the key technologies for our future
developments in optical testing.”

gates, car seats, etc. Body and
airborne noise measurements are
carried out to check assembly
quality in the production environ-
ment. Objective analysis of prod-
ucts by given mathematical algo-
rithms is extended by a subjective
evaluation using psychoacoustic
measuring methods and artificial
intelligence. Noise disturbances
in the manufacturing process do
not have a significant influence
on this acoustic analysis thanks
to AL For some time now we have
also been running our “Magic-
Click” software. This is a sophis-
ticated Al tool for the automatic
creation of an AOI test program.
This automated test program gen-
eration saves time and money
during the production process. In
addition, we see great potential in
the area of classification func-
tions, supported by Al. Of course,

RF-contacting of high-speed FAKRA connectors

Wiring systems in today‘s automo-
tive technology have to be suitable
for high data transmission rates
while requiring as little space as
possible for the connection tech-
nology. These requirements are
met by the new high-speed FAKRA
connectors, available on the mar-
ket under the brands HFM from
Rosenberger or MATE-AX from TE

Connectivity. Typical high-speed
FAKRA connectors have four co-
axial connectors arranged in a
square 2 x 2 block.

Feinmetall now offers a tailor-
made radio frequency contacting
solution for testing these on-board
electrical systems and accordingly
for contacting the high-speed
FAKRA connectors. The two new
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contact probes of the HF77 series
are exactly matched to the connec-
tor geometries of the four-fold con-
nectors HFM (male) and MATE-AX
(male) and allow the transmission
of RF signals up to 12 GHz. The
four coaxial RF contact probes are
already integrated in a correspond-
ing contact block. The probes are
mounted floating in the block so
that certain contact tolerances can
be compensated. Feinmetall offers
suitable RF connection cables for
the contact block, so that the user
is provided with a simple, reliable
and reproducible overall solution
with outstanding RF performance
from a single source. (nw)

O

Feinmetall, Hall A1, Booth 181

we are not giving away any se-
crets when we say that we are
working on Al applications for
quality assurance in many other
areas than the electronics and au-
tomotive industries.

Which are the challenges and
where are the limits?

Many people see in Al a bringer
of salvation for all. But Al cannot
solve every problem. However,
clear benefits must be recogniz-
able. Al must prove that it is not
just hype. Artificial intelligence
can only be successful if it deliv-
ers clear added value to the end
USeT.

What risks lie in the develop-
ment towards deep or machine
learning and AI?

Once an Al system is mature, the
greatest danger is probably blind
trust. Decisions left to an Al sys-
tem are not necessarily objective
because the basis of that decision
is always a good database. If a bad
solder joint is understood to be
suitable for the system, it will
make its future decisions on this
basis. Humans must ensure that
distortions of the data basis do not
occur. This also means that the Al
process must always be compre-
hensible to human beings, who
must have the possibility to inter-
vene at any time. Of course, these
and other risks also lead to a cer-
tain degree of skepticism on the
other side. Not least because of
science fiction, many people feel
exposed to an insurmountable
danger. The following therefore

Rehm Thermal Systems

should apply above all: Transpar-
ency and communication must be
ascribed a high priority in the de-
velopment of all Al systems.

What place do these technolo-
gies have on your technology
roadmap?

We have already demonstrated the
usability of this trendsetting tech-
nology at various points and will
continue to help shape it in the
future. We regard deep learning as
one of the key technologies for our
future developments in optical
testing and will continue to be ac-
tive in this field. But we will con-
tinue to work actively in other
areas of quality assurance and al-
so work with research institutes
on developing technologies.

What does the future hold for
these technologies - in general
and in assembly inspection in
particular?
These technologies will find ap-
plications in numerous areas of
component inspection. We see a
bright future especially in the field
of assistance systems. In the long
term, we would expect to see a
development towards fully au-
tonomous process monitoring and
control. Interfaces between the
individual elements of a produc-
tion line will be homogenized and
the boundaries between the sys-
tems disappear.
The interview was conducted
by Nicole Worner.

O

Gopel electronic, Hall A1, Booth 235;
Hall A2, Booth 506

Effective curing of UV coatings

In recent years, the electronics
industry has increasingly discov-
ered UV coatings and adhesives.
They enable fast curing, short
cycle times and higher produc-
tion speeds. Added to this are
aspects such as a high degree of
gloss, increased resistance and
scratch resistance of the surface.
With the UV dryer of the RDS se-

ries, Rehm now offers a system
that has been specifically adapted
to the requirements for drying UV
coatings. According to the com-
pany, the dryer only needs a few
seconds to heat up and the sys-
tem is then ready for operation.
In order to achieve a higher cycle
time, Rehm has equipped the UV
dryer with a three-part transport
system. This means that two as-
semblies can be processed simul-
taneously in the oven. In addi-
tion, the dryer is equipped with a
4 bulkhead technology that pre-
vents harmful UV radiation from
escaping. (za)

O

Rehm Thermal Systems,
Hall Ag, Booth 335



Produktionsausriistung

»Wir revolutionieren die Antriebstechnik in der Mikrodosierung«

Vor Kurzem hat Vermes die Dynamic Shockwave Technology (DST)
vorgestellt. Was steckt hinter dem laut Unternehmen »revolutio-
ndren Aktorprinzip«? Das und mehr verriet CEO Jiirgen Stadtler.

Markt&Technik: Herr Stddtler,
Vermes ist vor allem fiir seine
Piezoventile bekannt; das Unter-
nehmen war eines der ersten,
das die Technik auf den Markt
gebracht hat. Jetzt stellten Sie
vor Kurzem die Dynamic Shock-
wave Technology vor. Wie funk-
tioniert die Technologie?

Jiirgen Stddtler: Das ist richtig, seit
2001 entwickelt Vermes aus-
schliefflich Mikrodosierventile mit
einem Piezo als Antrieb. Damit
sind Frequenzen jenseits von
3300 Hz moglich; allerdings ist das
Gesamtkonzept technologisch
sehr anspruchsvoll. Deshalb hat-
ten wir die Idee, eine Technologie
zu entwickeln, die im Vergleich
vielleicht nicht ganz so schnell ist,
dafiir aber einfacher herzustellen.
Das Ergebnis ist die ,Dynamic
Shockwave Technology“. Wir ver-
wenden dafiir ausgekliigelte Ka-
nalfiihrungen, die wir so lange
optimierten, bis die Luft derart
komprimiert wird, dass sie - quasi
wie unter Schock - einen wesent-
lich effektiveren Einfluss zum Bei-
spiel auf den Stoflel und die Sto-
Relbewegung eines Ventils hat.
Dieses ist damit sehr viel leis-
tungsfdhiger als herkommliche
pneumatische Ventilantriebe. Da-
mit ruft die Dynamic-Shockwave-
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Technologie dhnliche Dynamiken
hervor wie der Piezo-Antrieb.

Bei unseren Ventilen mit DST sind
wir ungefahr um den Faktor 2 bis
3 leistungsfdhiger als mit dem
klassischen pneumatischen Ventil.
In Zahlen gesprochen: DST-ange-
triebene Ventile gehen mit
700 Schuss pro Sekunde an den
Start - also mehr als das Doppelte
von pneumatischen Ventilen -, lie-
gen aber trotzdem weit unter dem,
was unsere Piezoventile schaffen.

Die Dynamic Shockwave Techno-
logy hat Vermes erstmals in das
Mikrodispensiersystem MDS
1560 integriert. Sind denn davon
abgesehen schon ndchste Schritte
in Aussicht?

DST lduft wirklich gut, aber wir
wollen unseren Piezo-Markt natiir-
lich auf keinen Fall kannibalisieren.
Denn nach wie vor soll die Piezo-
Technologie als die fithrende Tech-
nologie aus dem Hause Vermes
bestehen. Mit dem DST-angetriebe-
nen MDS-1560-Mikrodosiersystem
sind wir aber vor allem im Lotpas-
tenbereich sehr gut aufgestellt. Wir
optimieren zurzeit die Diisen- und
Stofeleinheiten stdndig dahinge-
hend, dass sich Lotpasten vom
Typ 5 bis Typ 7 besser und besser
dosieren lassen.
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Was steht als Nachstes auf Ihrer
Produkt-Roadmap?

Mein Lieblingsthema, an dem wir
ziemlich lange gearbeitet haben:
Die externe Kontrolle des freiflie-
genden Tropfens. Das entwickeln
wir bereits seit ein paar Jahren -
verbunden mit vielen Bauch-
schmerzen, weil wir uns sehr hohe
Ziele gesteckt haben. Das Haupt-
ziel war, mithilfe eines Lichtvor-
hangs einen freifliegenden Tropfen
zu detektieren. Dabei sendet eine
Glasfaser Licht aus, das eine wei-
tere, gegeniiberliegende Glasfaser
empfangt. Sobald der Tropfen die-
sen Lichtstrahl durchbricht und
somit kurzzeitig unterbricht, zah-
len wir ihn. So erhoffen wir uns,
Geschwindigkeiten jenseits der
1000 Hertz sicher und zuverlassig
detektieren zu konnen.

Sie sprachen von Bauchschmer-
zen. Wie erlebten Sie die Ent-
wicklung?

Es haben sich technische Hiirden
aufgetan, die wir uns damals gar
nicht héatten trdumen lassen. In
dem Moment, in dem wir die
Lichtschranke aufbauen konnen
und diese den Tropfen als solches
beim Durchflug erkennt, ist das
Problem geldst. So haben wir uns
das vorgestellt. Aber es kamen lei-
der noch mechanische Probleme
hinzu, zum Beispiel: Wie bringt
man die Glasfaser vorne an der
Diise an - ohne Prisma oder Spie-
gel? Das optische Unternehmen,

Das Vermes-Mikrodosiersystem MDS 1560 mit Dynamic Shockwave Technology (Bild: Anja Zierler/Markt&Technik)

mit dem wir damals zusammenge-
arbeitet haben, hat uns versichert,
dass es nie ohne Prismen geht.
Gelost haben wir das Problem
dann mittels eines eigenentwickel-
ten mathematischen Algorithmus,
der sehr schwache Signale im wei-
fen Rauschen detektieren kann.
Das heifit, wir konnen nun die
kleinsten Signale, die iiber die
Glasfaser zum Controller kom-
men, durch diesen Algorithmus
entdecken und zum Zahlen ver-
wenden.

Sie sehen also: Hinter der Entwick-
lung steckte sehr viel Zeit und Auf-
wand. Aber jetzt stehen wir kurz
vor der Vollendung. Ich gehe da-
von aus, dass wir dieses ,Drop
Detection System“ - so heif’t das
Endprodukt - Ende des Jahres vor-
stellen werden.

Warum ist es iiberhaupt wichtig,
jeden einzelnen Tropfen zu zih-
len?

Bei Hochprazisionsanwendungen
im Chipbereich kommt es auf die
exakte Menge an Tropfen an. Da
machen 12 statt 13 Tropfen einen
groflen Unterschied, das Produkt
ist dann Ausschussware.

Aber wadre das nicht auch via
Vision-Control moglich?

Ja, mittels Vision-Control oder op-
tischen Kameras ldsst sich die
Tropfenmenge {iberwachen. Aber
das ist sehr aufwandig und nicht
wahrend des laufenden Prozesses
moglich. Der Dosierprozess muss
also zundchst abgeschlossen sein,
erst dann kann das Substrat unter-
halb des Ventils platziert und mit
einer Kamera inspiziert werden.
Schwieriger wird es aber schon
zum Beispiel bei LEDs, denn dabei
wird das Substrat in das Gehduse
geschossen. Mittels Vision-Control
lasst sich so nicht mehr erkennen,
ob sich in der Vertiefung 12 oder
13 Tropfen befinden. Gerade in der
Herstellung von LEDs ist es aber
extrem wichtig, dass sich alle ex-
akt gleichen. Und genau fiir solche
Anwendungen haben wir die ex-
terne Uberwachung entwickelt.

Lassen Sie uns zum Abschluss
noch einen Blick in die Zukunft
werfen: Was planen Sie in den
kommenden Jahren - strategisch
gesehen?

Wir wollen unsere Auslandsaktivi-
tdten weiter ausbauen. Ganz neu
ist zum Beispiel unsere eigene Nie-
derlassung in Korea. Der koreani-
sche Markt ist fiir uns ein wichti-
ger Standort. Um unsere Techno-
logie dort besser zu etablieren,

Jiirgen Stddtler, Vermes

»Bei unseren Ventilen mit DST

sind wir ungeféhr um den Faktor 2
bis 3 leistungsfahiger als mit dem
klassischen pneumatischen Ventil.«
(Bild: Vermes)

haben wir uns mit unserem dorti-
gen, mehrjdhrigen Partner geeinigt
und eine Niederlassung unter der
Vermes-Flagge erdffnet. Die Mess-
ausriistung und die Mitarbeiter
haben wir iibernommen - mittler-
weile zdhlt Vermes weltweit somit
130 Mitarbeiter.

Im Hinblick darauf, wie die Dis-
kussion zwischen den USA und
China die Weltwirtschaft und den
Welthandel nicht allzu positiv be-
einflusst, wird sich doch einiges
vom chinesischen in den indi-
schen Markt verlegen.

Das beobachten wir sehr inten-
siv und wollen deshalb spatestens
tiberndchstes Jahr in Vietnam und
Indien einen Standort erdffnen.
Auch unsere amerikanische Nie-
derlassung in der Ndhe von San
Jose lduft mittlerweile stabil und
gut.

Im Headquarter in Otterfing
selbst werden langsam die Lichter
iiberall ausgeschaltet: Der Umzug
nach Holzkirchen steht an. Was
die Organisation im Headquarters
anbelangt, kommt zu den beste-
henden Geschaftsbereichen Mikro-
dosierung, Medical Equipement
und Special Machinery ein weite-
res Geschdiftsfeld hinzu: hochpar-
allele Technologie. Bei hochparal-
lel sprechen wir nicht von zehn
parallelen Controllern, auch nicht
von 100, sondern von einer vier-
stelligen Zahl. Die Diisen sind
dann aber so klein, dass sie sich
nicht fiir den Einsatz in unserem
tiblichen Mikrodosierumfeld eig-
nen. Welchen Zielmarkt wir damit
ansprechen, will ich jetzt aber
noch nicht verraten.

Das Interview fiihrte
Anja Zierler.
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HIGH PERFORMANCE,
BENCHTOP VERSATILITY.
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